
JP 6863610 B2 2021.4.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、
　少なくとも１つの照明要素と、
　少なくとも１つの電子部品と、
　回路基板アセンブリであって、前記回路基板アセンブリが、少なくとも１つの基板と、
回路基板と、少なくとも１つの第１の回路、及び少なくとも１つの第２の回路を備え、前
記少なくとも１つの第１の回路が前記基板に設けられ、前記少なくとも１つの照明要素が
前記基板に取り付けられ、前記少なくとも１つの回路と電気的に接続され、前記少なくと
も１つの第２の回路が前記回路基板に設けられ、前記少なくとも１つの電子部品が前記回
路基板に取り付けられ、前記少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続され、前記少な
くとも１つの第１の回路が前記少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続される、回路
基板アセンブリと、
を備える、照明装置であり、
　前記基板が、おもて面及びその前記おもて面と対向する裏面を有し、前記第１の回路及
び前記照明要素のそれぞれが、前記基板の前記おもて面に取り付けられ、前記回路基板が
、おもて面及びその前記おもて面と対向する裏面を有し、前記第２の回路が、前記回路基
板の前記おもて面と前記裏面の両方に取り付けられ、前記電子部品の一部分が前記回路基
板の前記おもて面に設けられ、前記電子部品の前記残りが、前記回路基板の前記裏面に取
り付けられ、
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　前記基板がそこに形成されたスルーホールを有し、前記回路基板が前記スルーホールに
保持され、
　前記回路基板アセンブリが、１つ以上の結合アームをさらに備え、前記結合アームのそ
れぞれが、前記回路基板から一体的に伸ばされ、前記結合アームのうちの少なくとも１つ
が前記基板に接続される、照明装置。
【請求項２】
　前記回路基板アセンブリが、１つ以上の結合アームをさらに備え、前記結合アームのそ
れぞれが、前記基板から一体的に伸ばされ、前記結合アームのうちの少なくとも１つが前
記回路基板に接続される、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記回路基板アセンブリが、１つ以上の結合アームをさらに備え、前記結合アームのう
ちの少なくとも１つが、前記回路基板から一体的に伸ばされ、前記結合アームの前記残り
が、前記基板から一体的に伸ばされ、前記回路基板から一体的に伸ばされる、前記結合ア
ームのうちの少なくとも１つが前記回路基板に接続され、前記基板から一体的に伸ばされ
る、前記結合アームのうちの少なくとも１つが前記回路基板に接続される、請求項１に記
載の照明装置。
【請求項４】
　前記結合アームのそれぞれが、第１の接続部材及び第２の接続部材を備え、前記第１の
接続部材が、前記回路基板から前記基板に向かって一体的に伸ばされ、前記第２の接続部
材の２つの端部がそれぞれ、前記第１の接続部材及び前記基板に固着される、請求項１に
記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第２の回路が、前記第１の回路及び前記第２の回路を電気的に接続するために前記
第１の接続部材に従った方法で伸ばされる、請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記基板及び前記回路基板が、その間に断熱部分を画定する、請求項１乃至５の何れか
一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記断熱部分が断熱長穴である、請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記断熱部分が、前記基板の内側端と前記回路基板の外側端との間に一体的に形成され
る、請求項６に記載の照明装置。
【請求項９】
　照明装置であって、
　照明アセンブリと、
　制御アセンブリであって、前記照明アセンブリが前記制御アセンブリと電気的に接続さ
れ、前記照明アセンブリが基板接続側を有し、前記制御アセンブリが、前記照明アセンブ
リの前記基板接続側に対応する回路基板接続側を有し、前記照明アセンブリの前記基板接
続側及び前記の前記回路基板接続側が、前記照明アセンブリによって生じる熱が前記制御
アセンブリに伝導されるのを防ぐために不連続に配置される、制御アセンブリと、
を備える、照明装置であり、
　前記照明アセンブリがスルーホールを有し、前記制御アセンブリが、前記照明アセンブ
リの前記基板接続側が前記制御アセンブリの前記回路基板接続側と位置合わせされ、前記
照明アセンブリの前記基板接続側及び前記の前記回路基板接続側が不連続に配置される位
置で前記スルーホールに保持され、
　前記照明アセンブリが、少なくとも１つの照明要素と、少なくとも１つの基板と、少な
くとも１つの第１の回路を備え、前記少なくとも１つの第１の回路及び少なくとも１つの
照明要素が前記基板に取り付けられ、前記少なくとも１つの第１の回路が前記少なくとも
１つの照明装置と電気的に接続され、前記スルーホールが前記基板の中間部分で形成され
、前記基板が、前記照明アセンブリの前記基板接続側をその内側に画定し、前記制御アセ
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ンブリが、回路基板及び少なくとも１つの第２の回路を備え、前記少なくとも１つの第２
の回路が前記回路基板に取り付けられ、前記回路基板が、前記制御アセンブリの前記回路
基板接続側をその外側に画定し、前記制御アセンブリの前記基板接続側及び前記制御アセ
ンブリの前記回路基板接続側が不連続に配置され、前記少なくとも１つの第１の回路が、
前記少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続されるように、前記回路基板が前記スル
ーホールに保持され、
　前記基板が、おもて面及びその前記おもて面と対向する裏面を有し、前記第１の回路及
び前記照明要素が、前記基板の前記おもて面に取り付けられ、前記回路基板が、おもて面
及びその前記おもて面と対向する裏面を有し、２つ以上の電子部品を備え、前記第２の回
路が、前記回路基板の前記おもて面と前記裏面の両方に取り付けられ、前記電子部品のう
ちの少なくとも１つが、前記回路基板の前記おもて面に設けられ、前記電子部品の前記残
りが、前記回路基板の前記裏面に取り付けられ、前記電子部品が前記第２の回路と電気的
に接続され、
　前記基板及び前記回路基板が、前記基板の内側端と前記回路基板の外側端との間に形成
された少なくとも１つの断熱長穴をさらに画定し、これにより前記基板の内側端及び前記
回路基板の前記外側端が不連続に配置され、
　前記照明装置が、１つ以上の結合アームをさらに備え、前記結合アームのそれぞれの２
つの端部が、前記基板の前記内側端と前記回路基板の前記外側端との間に前記断熱長穴を
形成するために、前記基板の前記内側端及び前記回路基板の前記外側端に固着される、照
明装置。
【請求項１０】
　前記基板及び前記回路基板が、前記基板の内側端と前記回路基板の外側端との間に形成
された少なくとも１つの断熱長穴をさらに画定し、これにより前記基板の内側端及び前記
回路基板の前記外側端が不連続に配置される、請求項９に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記結合アームのそれぞれが、第１の接続部材及び第２の接続部材を備え、前記第１の
接続部材が前記基板の前記内側端から前記回路基板の前記外側端に一体的に向かって伸ば
され、前記第２の接続部材の２つの端部が、前記第１の接続部材及び前記基板の遊離端に
固着される、請求項９に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記第２の回路が、前記結合アームの前記第１の接続部材に従った方向で伸ばされ、前
記第２の接続部材の前記２つの端部が、前記第１の接続部材の前記遊離端と前記基板に固
着され、前記第１の回路及び前記第２の回路が互いと導通する、請求項１１に記載の照明
装置。
【請求項１３】
　前記基板が、前記スルーホールと連通する１つ以上の結合切欠きをさらに備え、前記第
１の接続部材の前記遊離端のそれぞれが、前記それぞれの結合切欠きの中に伸ばされ、前
記それぞれの結合切欠きに保持される、請求項１２に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記照明アセンブリが保護層をさらに備え、前記保護層が、前記基板と前記保護層との
間に前記第１の回路を保持するように、前記基板上に重ね合わされる、請求項９乃至１３
の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項１５】
　照明装置であって、
　少なくとも１つの照明要素と、
　導電部であって、前記導電部が、少なくとも１つの基板及び少なくとも１つの第１の回
路を備え、取付け部分を有し、前記基板が、おもて面及びその前記おもて面と対向する裏
面を有し、前記第１の回路及び前記照明要素が、前記基板の前記おもて面に取り付けられ
、前記照明要素が、前記第１の回路と電気的に接続される、導電部と、
　回路基板と、少なくとも１つの第２の回路と、少なくとも１つの電子部品とを備える制
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御部であって、前記回路基板が、おもて面及びその前記おもて面と対向する裏面を有し、
前記第２の回路が、前記回路基板の前記おもて面と前記裏面の両方に取り付けられ、前記
電子部品の一部分が、前記回路基板の前記おもて面に設けられ、前記電子部品の残りが、
前記回路基板の前記裏面に取り付けられ、前記第１の回路及び前記第２の回路が、互いと
電気的に接続される、制御部と、
を備える、照明装置であり、
　前記導電部の前記取付け部がスルーホールであり、前記回路基板が前記スルーホールに
保持され、
　前記照明装置が、前記基板と前記回路基板との間に形成された少なくとも１つの断熱長
穴をさらに有し、
　前記制御部が、１つ以上の結合アームをさらに備え、前記結合アームが、前記導電部の
前記スルーホールに前記回路基板を保持するために、前記回路基板から前記基板に間隔を
おいて伸ばされる、照明装置。
【請求項１６】
　前記照明装置が、前記基板と前記回路基板との間に形成された少なくとも１つの断熱長
穴をさらに有する、請求項１５に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記制御部が、１つ以上の結合アームをさらに備え、前記結合アームが、前記導電部の
前記スルーホールに前記回路基板を保持するために前記基板から前記回路基板に間隔をお
いて伸ばされる、請求項１６に記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記結合アームのそれぞれが、第１の接続部材及び第２の接続部材を備え、前記第１の
接続部材が、前記回路基板から前記基板に向かって伸ばされ、前記第２の接続部材が、前
記第１の接続部材及び前記基板上で固着される、請求項１５に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記第２の接続部材が、それぞれ前記第１の回路及び前記第２の回路と電気的に接続さ
れ、これにより前記第１の回路及び前記第２の回路が、前記第２の接続部材によって互い
と導通する、請求項１８に記載の照明装置。
【請求項２０】
　前記第２の回路が、前記第１の接続部材の伸長方向に従った方向で伸ばされ、前記第２
の接続部材が、前記第１の接続部材及び前記基板上で固着され、前記第１の回路及び前記
第２の回路が、同時に前記第２の接続部材によって互いと導通する、請求項１８に記載の
照明装置。
【請求項２１】
　前記基板が、それぞれ前記断熱長穴と連通する１つ以上の結合切欠きを有し、前記結合
アームのそれぞれの前記第１の接続部材の遊離端が、前記それぞれの結合切欠きに保持さ
れる、請求項１８、１９又は２０に記載の照明装置。
【請求項２２】
　前記基板及び前記回路基板が異なる材料から作られる、請求項１５乃至２１の何れか一
項に記載の照明装置。
【請求項２３】
　前記導電部が保護層をさらに備え、前記保護層が、前記基板と前記保護層との間に前記
第１の回路を保持するように、前記基板の前記おもて面に重ね合わされて設けられる、請
求項１５乃至２１の何れか一項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　これは、２０１７年０１月１９日に出願された、非仮出願、出願番号ＰＣＴ／ＣＮ第２
０１７／０７１６８９号に対する、米国特許法第１２０条の下での外国優先の利益を主張
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する非仮出願である。
【０００２】
著作権表示
　本特許文書の開示の一部分は、著作権保護の対象になる資料を含んでいる。著作権者は
、特許開示が米国特許商標極のファイル又は記録に表示されているので、特許開示のいか
なる者による任意の複製にも異議を唱えないが、それ以外の場合、なんであれすべての著
作権を留保する。
【０００３】
　本発明は照明装置に関し、より詳細には照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに
照明装置の制御システム及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００４】
　現在では、天井のランプ等の照明装置を天井に設置して、例えばオフィスエリア、居住
区域、又は商業地域等、照明装置が適用される場所に照明光を提供する、又は光を与える
ことは非常に一般的になっている。天井に天井ランプを取り付けることによって、ランプ
が取り付けられる場所の空間効率を改善できるだけではなく、場所の装飾も容易にする。
従来の天井ランプは、一般的に一体ＰＣＢパネル及びＰＣＢパネルの片側に取り付けられ
た少なくとも１つのＬＥＤ照明器を含み、限られた数の電子部品が、ＰＣＢパネルの両側
に取り付けられ、回路はＬＥＤ照明器に電子部品を電気的に接続するために提供される。
市場では天井ランプが大きな人気を獲得しているが、天井ランプはまだ多くの短所に遭遇
している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　第１に、電子部品及びＬＥＤ照明器を電気的に接続するための回路は、ＰＣＢパネルの
両側に取り付けられる必要があるため、天井ランプを生産するための技術的なプロセスが
より複雑化し、製造費が相応して最大になる。
【０００６】
　第２に、ＰＣＢパネルは、そのあらゆる部分で均一の熱伝導性能及び熱散逸性能を有す
る一体構造を有する。あらゆるＬＥＤ照明器はＰＣＢパネルに付着され、取り付けられ、
ＰＣＢパネルの熱散逸能力は相対的に乏しいので、ＬＥＤ照明器で発生する熱は、動作中
、効果的に消散できず、それによって天井ランプの性能に影響を及ぼす。５ワット未満の
低い電力を有する天井ランプの場合、天井ランプの従来の構成は通常重大な問題ではない
。しかしながら、１０ワットを超えるより大きい電力を有する天井ランプの場合、効果的
に消散できない大量の熱はＬＥＤ照明器に損傷を与えるであろう。ＬＥＤ照明器が損傷を
受けると、天井ランプの性能は影響を及ぼされる、又は総合的な天井ランプもスクラップ
になる。
【０００７】
　最後になるが、ＬＥＤ照明器及び電子部品はＰＣＢパネルに直接的に取り付けられ、Ｌ
ＥＤ照明器のそれぞれは間隔をおいて配置され、電子部品のそれぞれと交互にされ、それ
によりＬＥＤ照明器によって発生する熱は、電子部品のそれぞれに直接的に且つ急速に伝
導される。過剰な高温にさらされ、係る環境で長時間動作しているとき、電子部品は損傷
を受けやすくなる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、それが照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御システ
ム及び制御方法を提供する点で有利であり、照明装置は、少なくとも１つの基板及び少な
くとも１つの回路基板を含む回路基板アセンブリを含み、回路基板アセンブリの基板及び
回路基板は別個の構造を有し、相対的により大きいサイズの基板は単一機能面を有する基
板であり、これにより照明装置の製造費は削減できる。
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【０００９】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、回路基板アセンブリの基板及び回路基板は別
個の構造を有する。言い換えると、基板及び回路基板は別々に生産することができ、これ
により基板上に取り付けられる照明要素によって生じる熱が、照明装置の信頼性を保証す
るために基板から回路基板に伝導されるのを防ぐことができる。
【００１０】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、回路基板アセンブリの基板及び回路基板は、
基板及び回路基板が異なる材料から作られる、つまり基板は、照明装置の熱散逸性能を強
化するためにより良い熱放射能力を有する材料から作られるように、別個の構造を有する
。
【００１１】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、回路基板アセンブリの基板及び回路基板は、
基板及び回路基板が、基板に取り付けられている照明要素によって生じる熱が、基板から
回路基板に伝導されるのをさらに防ぐために物理的に間隔をおいて配置できるように、別
個の構造を有する。
【００１２】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、基板及び回路基板を物理的に間隔をあけて置
くために、基板と回路基板との間に断熱部分が形成される。
【００１３】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱部分は断熱長穴として実施されてよい。
言い換えると、基板及び回路基板は、熱が基板から回路基板に伝導されるのを防ぐために
、その間に断熱長穴を形成するために互いに接していない。
【００１４】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱部分は断熱長穴として実施されてよく、
これにより基板のおもて面と裏面との間の空気対流は、照明装置の放熱効果をさらに強化
するように断熱部を介して有効にされる。
【００１５】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、それが長期間連続的に使用され
ているとき熱を迅速に消散させる優れた放熱能力を有し、これにより照明装置の温度は、
その耐用期間を延ばすために適切な範囲内で維持される。
【００１６】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は導電部及び制御部を含み、導電部
及び制御部は別々に製作し、次いでともに組み立てることができ、これにより導電部及び
制御部は、組立て手順の前に導電部及び制御部の信頼性を保護するために別々に試験でき
る。
【００１７】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、導電部は、そこに制御部を保持するための取
付けポートを有し、照明要素は、導電部に取り付けられ、制御部に電気的に接続し、これ
により照明要素によって生じる熱は、照明装置の温度を適切な範囲内に保つように、導電
部の基板によって伝導し、迅速に消散させることができる。
【００１８】
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　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、取付け部分はスルーホールとして実施されて
よく、回路基板は、制御部のスルーホールに保持され、回路基板の両方の側面とも回路及
び電子部品を取り付けるために使用することができ、一方基板の一方の側しか、照明装置
の技術的な複雑さ及び製造費を削減するように回路を取り付けるために配置されない。言
い換えると、基板は単一機能面を有する基板であるが、回路基板は二重機能面を有する基
板である。
【００１９】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱長穴は、照明装置が使用されるときに、
基板によって伝導される熱が回路基板にさらに伝達されるのを防ぐために、基板と回路基
板との間に形成される。したがって、照明装置が長期間使用されるときも、制御部の温度
は、回路基板上の電子部品を保護するために過剰に高くならないであろう。
【００２０】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱長穴は、照明装置の放熱有効性を強化す
るように、基板のおもて面と裏面との間で空気対流を可能にする。
【００２１】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、制御部は、回路基板の周辺端縁から伸ばされ
た１つ以上の結合アームを含み、結合アームのそれぞれは、導電部のスルーホールに基板
を保持するように基板に接続するために伸ばされる。
【００２２】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、導電部は、照明装置を適切な範囲内に維持す
るように、照明要素によって生じ、導電部によって伝導される熱を迅速に消散させるため
の少なくとも１つの放熱チャネルを有する。
【００２３】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、電子部品を有する照明要素を分
離し、これにより照明装置が長期間使用されているとき、照明装置の適切な動作温度及び
信頼性を保証するように、電子部品の温度は照明要素によって生じる熱によって影響を及
ぼされない。
【００２４】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、導電部は、スルーホールが導電要素の内側端
に形成され、放熱チャネルがそれぞれ２つの隣接する導電要素の間に形成される所定のパ
ターンで配置された少なくとも２つの導電要素を含み、制御部の結合アームのそれぞれは
、導電要素によって形成されるスルーホールで回路基板を保持するようにそれぞれの導電
要素と接続するために伸ばされる。
【００２５】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、制御部は、制御部又は導電部の照明要素が損
傷される又は連続使用のために適していないときに、照明装置の正常な使用を回復し、そ
れによってその使用を削減するために、欠陥があるものだけが交換される必要があるよう
に、導電部に着脱可能に取り付けられる。
【００２６】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、照明を生じさせるために天井等
に取り付けられる天井ランプとして実施される場合もあれば、照明装置は懐中電灯に適用
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される場合もある。
【００２７】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、照明を提供するための照明器具
として、又はレンダリング光を提供するためにレンダリング器具として実施されてよい。
【００２８】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置の制御システムは、その動作状態を
制御することができ、つまり照明装置のオン及びオフは制御システムによって制御されて
よい、又は照明要素によって生じる光の色及び輝度も制御システムによって制御されてよ
い。
【００２９】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、制御システムは、ユーザが、タッチ制御方法
又はジェスチャ制御方法で照明装置の動作状態を制御できるようにする。
【００３０】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、それが長期間連続的に使用され
ているときにその信頼性を保証する優れた放熱能力を有する。
【００３１】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置の上側及び下側での空気は、照明装
置の放熱能力をさらに強化するために対流によって循環できる。
【００３２】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、照明アセンブリ及び制御アセン
ブリをさらに含み、照明アセンブリ及び制御アセンブリは別々に生産され、次いで互いと
電気的に接続され、これにより照明アセンブリは、照明アセンブリにより生じる熱が制御
アセンブリに伝導されるのを効果的に防ぐように、制御アセンブリに接触しない場合があ
る。
【００３３】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱部分は、照明アセンブリによって生じる
熱が制御アセンブリに伝達されるのを防ぐように、照明アセンブリと制御アセンブリとの
間に形成される。
【００３４】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱部分は、照明アセンブリによって生じる
熱が制御アセンブリに伝達されるのを防ぐように、照明アセンブリ及び制御アセンブリを
物理的に間隔を空けて置くことができる。
【００３５】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱部分は、基板及び制御基板を物理的に間
隔を空けて置くために断熱長穴として実施されてよく、これにより照明装置によって生じ
る熱は、基板によってだけ伝導し、消散できる。
【００３６】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、断熱部分は、照明装置の上側と下側の間で空
気対流を可能にするために照明装置の上側を下側と連通させる断熱長穴として実施されて
よい。
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【００３７】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、回路基板アセンブリの基板及び回路基板は、
基板が、照明装置の熱散逸性能を強化するようにより優れた熱散逸能力を有する材料から
作られ得るように別個の構造を有する。
【００３８】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、スルーホールは、照明装置の中間部分に制御
アセンブリを保持するように、制御アセンブリをそこに保持するための基板の中間部分に
形成される。
【００３９】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、基板は、基板の裏面での放熱能力を補償する
ために、回路及び照明要素がそのおもて側だけに設けられる、単一機能面を有する基板で
ある。
【００４０】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、基板は単一機能面を有する基板であり、回路
基板は二重機能面を有する基板であり、これにより基板（単一機能面を有する基板）のサ
イズは、照明装置を生産する技術的な複雑さを削減し、その製造費を削減するように最大
限にすることができる。
【００４１】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明アセンブリ及び制御アセンブリは別々に
作成され、次いで互いに電気的に接続されてよく、これにより照明アセンブリ及び制御ア
センブリは、照明アセンブリ及び制御アセンブリを電気的に接続するステップの前に、照
明アセンブリ及び制御アセンブリの信頼性を確保するために別々に試験できる。
【００４２】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、照明装置は、それぞれが基板のスルーホール
に制御アセンブリを保持するように基板と回路基板との間で保持される１つ以上の結合ア
ームをさらに含む。さらに、基板及び回路基板は、不連続に結合アームによって互いと接
続される。
【００４３】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、基板は、照明装置の温度を適切な範囲内に維
持するように基板によって伝導される熱を迅速に消散させるために少なくとも１つの放熱
チャネルをさらに有する。
【００４４】
　本発明の別の目的は、照明装置、その製造方法及び放熱方法、並びに照明装置の制御シ
ステム及び制御方法を提供することであり、基板に取り付けられる照明要素は、回路基板
に取り付けられた電子部品で分離され、これにより電子部品の温度は、照明装置が長期間
使用されているときに照明装置の適切な温度及び信頼性を保証するように、照明要素によ
って生じる熱によって影響を及ぼされない。
【００４５】
　本発明の追加の優位点及び特徴は、続く説明から明らかになり、添付の特許請求の範囲
に特に指摘される手段及び組合せによって実現されてよい。
【００４６】
　本発明によれば、上記の及び他の目的及び優位点は、少なくとも１つの照明要素と、少
なくとも１つの電子部品と、回路基板アセンブリとを含む照明装置によって達成され、回
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路基板アセンブリは、少なくとも１つの基板と、回路基板と、少なくとも１つの第１の回
路及び少なくとも１つの第２の回路とを含み、少なくとも１つの第１の回路は基板に設け
られ、少なくとも１つの照明要素は基板に取り付けられ、少なくとも１つの第１の回路と
電気的に接続され、少なくとも１つの第２の回路は回路基板に設けられ、少なくとも１つ
の電子部品は回路基板に取り付けられ、少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続され
、少なくとも１つの第１の回路は少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続される。
【００４７】
　本発明の一実施形態では、基板は、おもて面及びおもて面と対向する裏面を有し、少な
くとも１つの第１の回路は基板のおもて面に設けられ、少なくとも１つの照明要素は基板
のおもて面に取り付けられ、回路基板はおもて面及びおもて面と対向する裏面を有し、少
なくとも１つの第２の回路は回路基板のおもて面と裏面の両方に設けられ、少なくとも１
つの電子部品の一部分は回路基板のおもて面に取り付けられ、一方少なくとも１つの電子
部品は回路基板の裏面に取り付けられる。
【００４８】
　本発明の一実施形態では、基板はスルーホールを形成し、回路基板はスルーホールに保
持される。
【００４９】
　本発明の一実施形態では、回路基板アセンブリは、基板と接続するために回路基板から
一体的に伸ばされた１つ以上の結合アームをさらに含む。
【００５０】
　本発明の一実施形態では、回路基板アセンブリは、回路基板と接続するために基板から
一体的に伸ばされた１つ以上の結合アームをさらに含む。
【００５１】
　本発明の一実施形態では、回路基板アセンブリは、１つ以上の結合アームをさらに含み
、結合アームのうちの少なくとも１つは、基板と接続するために回路基板から一体的に伸
ばされ、結合アームの残りは、回路基板と接続するために基板から一体的に伸ばされる。
【００５２】
　本発明の一実施形態では、回路基板アセンブリは、１つ以上の結合アームをさらに含み
、結合アームのうちの少なくとも１つは、回路基板と接続するために基板から一体的に伸
ばされ、結合アームの残りは、基板と接続するために回路基板から一体的に伸ばされる。
【００５３】
　本発明の一実施形態では、結合アームのそれぞれは、第１の接続部材及び第２の接続部
材を含み、第１の接続部材は、回路基板から基板に一体的に伸ばされ、第２の接続部材の
２つの端部は、第１の接続部材及び基板にそれぞれ接続される。
【００５４】
　本発明の一実施形態では、少なくとも１つの第２の回路は、第１の接続部材の伸長方向
に従った方向で伸ばされ、第２の接続部材は、少なくとも１つの第１の回路及び少なくと
も１つの第２の回路を電気的に接続する。
【００５５】
　本発明の一実施形態では、基板及び回路基板は、その間に少なくとも１つの断熱部分を
画定する。
【００５６】
　本発明の一実施形態では、少なくとも１つの断熱部分は断熱長穴である。
【００５７】
　本発明の一実施形態では、少なくとも１つの断熱部分は、回路基板の外側端と基板の内
側端との間に一体的に形成される。
【００５８】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、以下のステップを備える照明装置の製造方法を
さらに提供する。
【００５９】
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　基板のおもて面に少なくとも１つの第１の回路及び少なくとも１つの照明要素を設ける
ステップであって、少なくとも１つの照明要素が、少なくとも１つの第１の回路と電気的
に接続される、該設けるステップ。
【００６０】
　回路基板のおもて面及び裏面に少なくとも１つの第２の回路及び少なくとも１つの電子
部品を設けるステップであって、少なくとも１つの電子部品が、少なくとも１つの第２の
回路と電気的に接続される、該設けるステップ。
【００６１】
　少なくとも１つの第１の回路及び少なくとも１つの第２の回路を電気的に接続するステ
ップ。
【００６２】
　本発明の一実施形態では、回路基板のおもて面及び裏面に少なくとも１つの第２の回路
及び少なくとも１つの電子部品を設けるステップは、基板のおもて面に少なくとも１つの
第１の回路及び少なくとも１つの照明要素を設けるステップの前である。
【００６３】
　本発明の一実施形態では、回路基板は、基板に形成されたスルーホールに保持される。
【００６４】
　本発明の一実施形態では、基板及び回路基板は、その間に少なくとも１つの断熱長穴を
画定する。
【００６５】
　本発明の一実施形態では、１つ以上の結合アームは、回路基板と基板との間に設けられ
、回路基板はスルーホールに保持され、少なくとも１つの断熱長穴は回路基板と基板との
間に形成される。
【００６６】
　本発明の一実施形態では、１つ以上の結合アームは、回路基板と基板との間に設けられ
、回路基板はスルーホールに保持され、少なくとも１つの第１の回路は、結合アームの少
なくとも一部分によって少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続される。
【００６７】
　本発明の一実施形態では、少なくとも１つの第２の回路は、結合アームの少なくとも一
部分によって電気的に接続される。
【００６８】
　本発明の一実施形態では、結合アームの第１の接続部材は、回路基板から基板に一体的
に伸ばされ、結合アームの第２の接続部材は、第１の接続部材及び基板を接続し、一方、
少なくとも１つの第１の回路は、第２の接続部材によって少なくとも１つの第２の回路と
電気的に接続される。
【００６９】
　本発明の一実施形態では、断熱部分は、回路基板と基板との間に一体的に画定され、断
熱部分は、回路基板をスルーホールで保持できるようにする。
【００７０】
　本発明の一態様によれば、本発明は、照明アセンブリ及び照明アセンブリと電気的に接
続された制御アセンブリを含む照明装置をさらに提供し、照明アセンブリは基板接続側を
有し、制御アセンブリは、照明アセンブリの基板接続側に対応する回路基板接続側を有し
、照明アセンブリの基板接続側及び制御アセンブリの基板接続側は、照明アセンブリによ
って生じる熱が制御アセンブリに伝達されるのを防ぐために不連続に配置される。
【００７１】
　本発明の一実施形態では、照明アセンブリはスルーホールを有し、制御アセンブリは、
照明アセンブリの基板接続側が、制御アセンブリの基板接続側と位置合わせされ、不連続
に配置されるそのスルーホールで照明アセンブリによって保持される。
【００７２】
　本発明の一実施形態では、照明アセンブリは、少なくとも１つの照明要素と、少なくと
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も１つの基板と、少なくとも１つの第１の回路とを含み、少なくとも１つの第１の回路及
び少なくとも１つの照明要素は基板に取り付けられ、少なくとも１つの第１の回路は、少
なくとも１つの照明要素と電気的に接続され、スルーホールは基板の中間部分に形成され
、基板は、照明アセンブリの基板接続側をその内側に画定し、制御アセンブリは、回路基
板及び少なくとも１つの第２の基板を含み、少なくとも１つの第２の回路は回路基板に取
り付けられ、回路基板は、制御アセンブリの回路基板接続側をその外側に画定し、回路基
板は、照明アセンブリの基板接続側及び制御アセンブリの回路基板接続側が不連続に配置
され、少なくとも１つの第１の回路が少なくとも１つの第２の回路と電気的に接続される
ようにスルーホールに維持される。
【００７３】
　本発明の一実施形態では、基板は、おもて面及びそのおもて面と対向する裏面を有し、
第１の回路及び照明要素は基板のおもて面に取り付けられ、回路基板は、おもて面及びそ
のおもて面と対向する裏面を有し、２つ以上の電子部品を含み、第２の回路は、回路基板
のおもて面と裏面の両方に取り付けられ、電子部品のうちの少なくとも１つは回路基板の
おもて面に設けられ、電子部品の残りは回路基板の裏面に取り付けられ、電子部品は第２
の回路と電気的に接続される。
【００７４】
　本発明の一実施形態では、基板及び回路基板は、基板の内側端と回路基板の外側端との
間に形成された少なくとも１つの断熱長穴を画定し、これにより基板の内側端及び回路基
板の外側端は不連続に配置される。
【００７５】
　本発明の一実施形態では、基板及び回路基板は、基板の内側端と回路基板の外側端との
間に形成された少なくとも１つの断熱長穴を画定し、これにより基板の内側端及び回路基
板の外側端は不連続に配置される。
【００７６】
　本発明の一実施形態では、照明装置は、１つ以上の結合アームをさらに含み、結合アー
ムのそれぞれの２つの端部は、基板の内側端と回路基板の外側端との間に断熱長穴を形成
するために基板の内側端及び回路基板の外側端に固着される。
【００７７】
　本発明の一実施形態では、結合アームのそれぞれは、第１の接続部材及び第２の接続部
材を含み、第１の接続部材は、基板の内側端から回路基板の外側端に向かって一体的に伸
ばされ、第２の接続部材の２つの端部は、第１の接続部材及び基板の遊離端で固着される
。
【００７８】
　本発明の一実施形態では、第２の回路は、結合アームの第１の接続部材に従った方向で
伸ばされ、第２の接続部材の２つの端部が、第１の接続部材の遊離端及び基板に固着され
るとき、第１の回路及び第２の回路は互いと導通する。
【００７９】
　本発明の一実施形態では、基板は、スルーホールと連通する１つ以上の結合切欠きをさ
らに含み、第１の接続部材の遊離端のそれぞれは、それぞれの結合切欠きの中に伸ばされ
、保持される。
【００８０】
　本発明の一実施形態では、照明アセンブリＡは、基板と保護層との間に第１の回路を保
持するように、基板の上に重ね合わせられた保護層をさらに含む。
【００８１】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、以下のステップを備える照明装置の製造方法を
さらに提供する。
【００８２】
　照明アセンブリ及び制御アセンブリを提供するステップ。
【００８３】
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　照明アセンブリの基板接続側が制御アセンブリの回路基板接続側と位置合わせされ、照
明アセンブリの基板接続側及び制御アセンブリの回路基板接続側が不連続に配置される位
置で照明アセンブリ及び制御アセンブリを電気的に接続するステップ。
【００８４】
　本発明の一実施形態では、ステップ（ａ）で、照明アセンブリはスルーホールを有し、
ステップ（ｂ）で、制御アセンブリは、照明アセンブリの基板接続側が、制御アセンブリ
の回路基板接続側と位置合わせされ、照明アセンブリの基板接続側及びの回路基板接続側
が不連続に配置されるようにスルーホールに保持される。
【００８５】
　本発明の一実施形態では、少なくとも１つの断熱部分が、照明アセンブリの基板接続側
と制御アセンブリの回路基板接続側との間に形成され、これにより照明アセンブリの基板
接続側及び制御アセンブリの回路基板接続側が不連続に配置される。
【００８６】
　本発明の一実施形態では、１つ以上の電子部品が、スルーホールに制御アセンブリを保
持し、照明アセンブリの基板接続側と制御アセンブリの回路基板側との間に断熱部分を形
成するために、照明アセンブリの基板接続側と制御アセンブリの回路基板接続側との間に
設けられ、断熱部分は断熱長穴である。
【００８７】
　本発明の一実施形態では、照明アセンブリは、１つ以上の結合切欠きをさらに有し、結
合アームのそれぞれの第１の接続部材は、それぞれの結合切欠きの中に伸ばされ、保持さ
れ、結合アームのそれぞれの第２の接続部材の２つの端部は、照明アセンブリ及び制御ア
センブリを電気的に接続するように、照明アセンブリ及びそれぞれの結合アームのそれぞ
れの第１の接続部材に固着される。
【００８８】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、以下のステップを含む、照明装置の放熱方法を
さらに提供する。
【００８９】
　照明アセンブリの少なくとも１つの照明要素により生じる熱をその基板によって伝導し
、消散させるステップ。
【００９０】
　回路基板の温度を適切な範囲に維持するように、熱が基板から制御アセンブリの回路基
板に伝達されるのを防ぐステップ。
【００９１】
　本発明の一実施形態では、基板及び回路基板は、熱が回路基板に伝達されるのを防ぐこ
とを防ぐために不連続に配置される。
【００９２】
　本発明の一実施形態では、少なくとも１つの断熱部分が、基板の内側縁と回路基板の外
側縁との間に形成され、これにより基板及び回路基板が不連続に配置される。
【００９３】
　本発明の一実施形態では、断熱部分は、照明装置の上側と下側との間で空気対流を可能
にする断熱長穴である。
【００９４】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、少なくとも１つの照明要素と、導電部であって
、導電部は、少なくとも１つの基板及び少なくとも１つの第１の回路を含み、取付け部分
を有し、基板は、おもて面及びその第１の側面と対向する裏面を有し、第１の回路及び照
明要素は基板のおもて面に取り付けられ、照明要素は第１の回路と電気的に接続される導
電部と、回路基板、少なくとも１つの第２の回路、及び少なくとも１つの電子部品を含む
制御部であって、回路基板は、おもて面及びその第１の側面と対向する裏面を有し、第２
の回路は、回路基板のおもて面と裏面の両方に取り付けられ、電子部品の一部分は、回路
基板のおもて面に設けられ、電子部品の残りは、回路基板の裏面に取り付けられ、第１の
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回路及び第２の回路は互いと電気的に接続される、制御部とを含んだ照明装置をさらに提
供する。
【００９５】
　本発明の一実施形態では、導電部の取付け部分はスルーホールであり、回路基板はスル
ーホールに保持される。
【００９６】
　本発明の一実施形態では、スルーホールは基板の中間部分に形成される。
【００９７】
　本発明の一実施形態では、照明装置は、基板と回路基板との間に形成された少なくとも
１つの断熱長穴をさらに有する。
【００９８】
　本発明の一実施形態では、制御部は１つ以上の結合アームをさらに含み、結合アームは
、導電部のスルーホールに回路基板を保持するために回路基板から基板に間隔をおいて伸
ばされる。
【００９９】
　本発明の一実施形態では、制御部は、１つ以上の結合アームをさらに含み、結合アーム
は、導電部のスルーホールに回路基板を保持するために基板から回路基板に間隔をおいて
伸ばされる。
【０１００】
　本発明の一実施形態では、結合アームのそれぞれは、第１の接続部材及び第２の接続部
材を含み、第１の接続部材は、回路基板から基板に向かって伸ばされ、第２の接続部材は
第１の接続部材及び基板に固着される。
【０１０１】
　本発明の一実施形態では、第２の接続部材は、それぞれ第１の回路及び第２の回路と電
気的に接続され、これにより第１の回路及び第２の回路は、第２の接続部材によって互い
と導通する。
【０１０２】
　本発明の一実施形態では、第２の回路は、第１の接続部材の伸長方向に従った方向で伸
ばされ、第２の接続部材が第１の接続部材及び基板に固着されるとき、第１の回路及び第
２の回路は、同時に第２の接続部材によって互いと導通する。
【０１０３】
　本発明の一実施形態では、基板は、それぞれ断熱長穴と連通する１つ以上の結合切欠き
を有し、第１の接続部材の遊離端は、それぞれの結合切欠きに保持される。
【０１０４】
　本発明の一実施形態では、基板及び回路基板は異なる材料から作られる。
【０１０５】
　本発明の一実施形態では、導電部は、基板と保護層との間に第１の回路を保持するよう
に、基板のおもて面に重ね合わされて設けられた保護層を含む。
【０１０６】
　本発明の追加の態様によれば、本発明は、照明アセンブリと、照明アセンブリと電気的
に接続された制御アセンブリとを含んだ照明装置をさらに提供し、照明アセンブリ及び制
御アセンブリは、照明アセンブリによって生じる熱が制御アセンブリに伝達されるのを防
ぐために、その間に少なくとも１つの断熱部分をさらに画定する。
【０１０７】
　本発明の一実施形態では、照明アセンブリは、少なくとも１つの照明要素、少なくとも
１つの基板、及び少なくとも１つの第１の回路を含み、少なくとも１つの第１の回路及び
少なくとも１つの照明要素は基板に取り付けられ、互いと電気的に接続され、制御アセン
ブリは、回路基板及び少なくとも１つの第２の回路を含み、第２の回路は、回路基板に取
り付けられ、第１の回路と電気的に接続され、少なくとも１つの断熱部分が、少なくとも
１つの照明要素によって生じる熱が回路基板に伝達されるのを防ぐために基板と回路基板
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後の間に形成される。
【０１０８】
　本発明の一実施形態では、照明アセンブリは、基板の中間部分に形成されたスルーホー
ルを有し、回路基板は、基板の内側端と回路基板の外側端との間に断熱部分を形成するよ
うにスルーホールに保持される。
【０１０９】
　本発明の一実施形態では、基板は、おもて面及びその第１の側面と対向する裏面を有し
、第１の回路及び照明要素は基板のおもて面に取り付けられ、回路基板はおもて面及びそ
の第１の側面と対向する裏面を有し、制御アセンブリは、２つ以上の電子部品をさらに含
み、電子部品のうちの少なくとも１つは回路基板のおもて面に取り付けられ、電子部品の
残りは回路基板の裏面に取り付けられ、電子部品は第２の回路と電気的に接続される。
【０１１０】
　本発明の一実施形態では、基板はおもて面及びその第１の側面と対向する裏面とを有し
、第１の回路及び照明要素は基板のおもて面に取り付けられ、回路基板はおもて面及びそ
の第１の側面と対向する裏面を有し、制御アセンブリは２つ以上の電子部品をさらに含み
、電子部品のうちの少なくとも１つは回路基板のおもて面に取り付けられ、回路基板の残
りは回路基板の裏面に取り付けられ、電子部品は第２の回路と電気的に接続される。
【０１１１】
　本発明の一実施形態では、照明装置は、１つ以上の結合アームをさらに含み、電子部品
のそれぞれの２つの端部は、基板と回路基板との間に断熱部分を形成するように、基板の
内側端と回路基板の外側端に固着される。
【０１１２】
　本発明の一実施形態では、照明装置は、１つ以上の結合アームをさらに含み、結合アー
ムのそれぞれの２つの端部は、第１の回路を第２の回路と電気的に接続するように、第１
の回路及び第２の回路とさらに接続され、基板の内側端、回路基板の外側端、及び結合ア
ームは、断熱部分に埋められる。
【０１１３】
　本発明の一実施形態では、結合アームのそれぞれの２つの端部は、第１の回路を第２の
回路と電気的に接続するように、第１の回路及び第２の回路とさらに接続される。
【０１１４】
　本発明の一実施形態では、結合アームのそれぞれは、第１の接続部材及び第２の接続部
材を含み、結合アームのそれぞれの第１の接続部材は、回路基板の外側端から基板の内側
端に向かって一体的に伸ばされ、第２の回路は、第１の接続部材の伸長方向に従った方向
で伸ばされ、結合アームのそれぞれの第２の接続部材の２つの端部は、第１の回路及び第
２の回路と電気的に接続される、又は結合アームのそれぞれの第１の接続部材は、基板の
内側端から回路基板の外側端に向かって一体的に伸ばされ、第１の回路は、第１の接続部
材の伸長方向に従った方向で伸ばされ、結合アームのそれぞれの第２の接続部材の２つの
端部は、基板及び第１の接続部材に固着され、結合アームのそれぞれの第２の接続部材の
２つの端部は、第１の回路及び第２の回路と電気的に接続される。
【０１１５】
　本発明の一実施形態では、基板は、結合アームのそれぞれの第１の接続部材の遊離端を
受け入れるための１つ以上の切欠きを有するか、又は回路基板は、結合アームのそれぞれ
の第１の接続部材の遊離端を受け入れるための１つ以上の切欠きを有する。
【０１１６】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、少なくとも１つの照明要素、導電部、及び制御
部を含んだ照明装置をさらに提供し、導電部は、制御部をそこに保持するための取付け部
分を有し、少なくとも１つの照明要素が導電部に取り付けられ、制御部と電気的に接続さ
れる。
【０１１７】
　本発明の一実施形態では、取付け部分はスルーホールであり、導電部は基板及び基板の
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１つの側面に取り付けられた第１の回路を含み、スルーホールは基板の内側に形成され、
制御部は、剛性の回路基板及び回路基板の２つの側面の両方に取り付けられた第２の回路
を含み、回路基板は、第２の回路を第１の回路と接続するために導電部のスルーホールに
保持される。
【０１１８】
　本発明の一実施形態では、回路基板及び基板は、その間に少なくとも１つの断熱長穴を
画定する。
【０１１９】
　本発明の一実施形態では、制御部は、１つ以上の結合アームをさらに含み、結合アーム
それぞれは、結合アームを介して第１の回路と電気的に接続し、第１の回路と第２の回路
との間に断熱長穴を形成するように、回路基板の周辺端部から伸ばされ、基板に接続され
る。
【０１２０】
　本発明の一実施形態では、制御部は、１つ以上の結合アームをさらに含み、結合アーム
のそれぞれは、結合アームを介して第１の回路と電気的に接続し、第１の回路と第２の回
路との間に断熱長穴を形成するように、基板の周辺端部から伸ばされ、回路基板に接続さ
れる。
【０１２１】
　本発明の一実施形態では、取付け部分はスルーホールであり、導電部は、所定のパター
ンで配置された２つ以上の導電要素を含み、導電要素のそれぞれは、基板及び基板に取り
付けられた第１の回路を含み、スルーホールは導電要素の内側に形成され、制御部は剛性
の回路基板及び回路基板の２つの側面の両方に取り付けられた第２の回路を含み、回路基
板は、第１の回路を第２の回路に電気的に接続するためにスルーホールに保持される。
【０１２２】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、以下のステップを含む照明装置のための放熱方
法をさらに提供する。
【０１２３】
　導電部に取り付けられた少なくとも１つの照明要素照明要素によって生じる熱が、照明
装置の外部から照明装置の内部の制御部に伝達されるのを防ぐステップ。
【０１２４】
　照明装置の２つの側面とその中間部分との間で空気対流を形成するステップ。
【０１２５】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、以下のステップを含む照明装置の製造方法をさ
らに提供する。
【０１２６】
　回路が取り付けられた１つの側面しか有さない導電部に少なくとも１つの照明要素を取
り付けるステップ。
【０１２７】
　回路が取り付けられた２つの側面を有する制御部を、導電部のスルーホールに保持する
ステップであって、スルーホールが導電部の中間部分に位置し、導電部の回路が制御部の
回路と電気的に接続される、該保持するステップ。
【０１２８】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、照明装置のための操作命令を記憶するための記
憶モジュールと、ユーザによって生成される操作信号を検出するための検出モジュールと
、照明装置の操作状態を制御するために操作信号に応えて対応する操作命令を実行する処
理モジュールとを含んだ照明装置の制御システムをさらに提供する。
【０１２９】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、以下のステップを備える照明装置の制御方法を
さらに提供する。
【０１３０】
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　ユーザの第１のアクションを検出するステップ。
【０１３１】
　操作信号を得るためにユーザの第２のアクションを検出するステップ。
【０１３２】
　照明装置の操作状態を制御するために、操作信号に応えて操作命令を実行するステップ
。
【０１３３】
　さらに追加の目的及び優位点は、続く説明及び図面を検討することから明らかになる。
【０１３４】
　本発明のこれらの及び他の目的、特徴、及び優位点は、以下の発明を実施するための形
態、添付図面、及び添付の特許請求の範囲から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明の第１の好ましい実施形態に係る照明装置の断面図である。
【図２Ａ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の別の斜視図である。
【図３】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の分解斜視図である。
【図４】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の図面の図２に示される領域「
Ａ」の部分的な拡大図である。
【図５】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の代替モードを示す図である。
【図６】本発明の上記の好ましい実施形態の代替モードに係る照明装置の断面図である。
【図７Ａ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の応用を示す図である。
【図７Ａ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の別の応用を示す図である。
【図８】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の別の代替モードを示す図であ
る。
【図９】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の代替モードの断面図である。
【図１０】本発明の上記の好ましい実施形態の代替モードにかかる図面の図８に示される
照明装置の領域「Ｂ」の部分的な拡大図である。
【図１１】本発明の第２の好ましい実施形態に係る照明装置の斜視図である。
【図１２】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の分解斜視図である。
【図１３】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の制御システムを示すブロッ
ク図である。
【図１４】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の制御システムの応用を示す
図である。
【図１５】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の制御システムの別の応用を
示す図である。
【図１６】本発明の第３の好ましい実施形態に係る照明装置の斜視図である。
【図１７】本発明の第３の好ましい実施形態に係る照明装置の別の斜視図である。
【図１８】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の断面図である。
【図１９】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の別の断面図である。
【図２０Ａ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の製造プロセスの第１のス
テップを示す図である。
【図２０Ｂ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の製造プロセスの第２のス
テップを示す図である。
【図２０Ｃ】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の製造プロセスの第２のス
テップを示す図である。
【図２１】本発明の上記の好ましい実施形態に係る署名装置の代替モードの断面図である
。
【図２２】本発明の上記の好ましい実施形態に係る照明装置の代替モードの断面図である
。
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【発明を実施するための形態】
【０１３６】
　以下の説明は、任意の当業者が本発明を作り、使用できるようにするために開示される
。好ましい実施形態は、実施例及び変更形態が当業者に明らかになるので、以下の説明に
おいてのみ提供される。以下の説明で定義される一般的な原理は、本発明の精神及び範囲
を逸脱することなく、他の実施形態、改変形態、変更形態、同等物、及び応用に適用され
る。
【０１３７】
　図面の図１から図４を参照すると、本発明の第１の好ましい実施形態に係る照明装置が
示されており、照明装置は、少なくとも１つの照明要素１０、導電部２０、及び制御部３
０を含む。
【０１３８】
　導電部２０は取付け部分２１を有し、制御部３０は、その取付け部分２１の導電部２０
に保持される。一方、照明要素１０のそれぞれは、導電部２０に取り付けられ、制御部３
０に電気的に接続される。制御部３０が外部電源に繋がれるとき、制御部３０は、照明要
素１０が光を生成するために電気を獲得できる。例えば、照明要素１０は、照明装置が適
用される環境に照明効果を提供するために照明光を生成できる場合がある。代わりに、照
明要素１０は、照明装置が使用される場面にレンダリング効果を与えるためにレンダリン
グ光を生成できる場合もある。
【０１３９】
　照明要素１０が光を生じさせるために動作するとき、大量の熱が付随的に生成されるこ
とに言及する価値がある。これらの熱は、導電部２０によって伝導され、消散され、導電
部２０から制御部３０に伝導されることができないように配置され、これにより照明装置
の温度は、照明装置の信頼性を保証し、その耐用年数期間を拡大するために、照明装置が
長期間連続的に使用されているとしても、適切な範囲内に維持できる。
【０１４０】
　特に、本発明の照明要素１０は実施され得るが、ＬＥＤ照明器に制限されない。当業者
は、照明要素１０が、本発明の他の実施形態で活性化されているとき光を生成できる任意
の他の照明器として実施されてよいことを容易に理解するであろう。
【０１４１】
　したがって、導電部２０の取付け部２１は、スルーホール２１として実施されてよい。
言い換えると、導電部２０は、スルーホール２１を有する。制御部３０は、剛性回路基板
３１、及び回路基板３１の周辺端部から伸ばされる１つ以上の結合アーム３２を含み、結
合アーム３２のそれぞれは、そのスルーホール２１の導電部２０に回路基板３１を維持す
るように、導電部２０と接続するために伸ばされる。回路基板１の種類が本発明で制限さ
れていないことに言及する価値がある。例えば、回路基板３１は実施されてよいが、ＰＣ
Ｂパネル、ハードボード、セラミックボード等に制限されない場合がある。
【０１４２】
　好ましくは、スルーホール２１は、基板２２の中央部分に形成される。言い換えると、
回路基板３１は、導電部２０の中央部分に保持することができ、これにより照明要素１０
は、制御部３０の回りで周辺に設けることができる。取付け部分２１が、導電部２０の側
面部分に形成されてよいことが理解される。
【０１４３】
　本発明の照明装置の別の実施形態では、取付け部分２１は、その片側に開口部を有する
取付け長穴として実施され、制御部３０はその開口部の中に伸ばされ、その開口部から取
付け長穴に保持される。
【０１４４】
　したがって、導電部２０は、少なくとも１つの導電要素２０１をさらに含み、導電要素
２０１のそれぞれは、基板２２及び基板２２に設けられた少なくとも１つの第１の回路２
３を含む。導電部２０の基板２２に取り付けられた照明要素１０は、第１の回路２３に電
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気的に接続される。言い換えると、照明要素１０は、第１の回路２３によって活性化でき
る。特に、第１の回路２３は、本発明の一実施形態では、分離され、作られ、次いで基板
２２に付着されてよい。代わりに、第１の回路２３は、本発明の別の実施形態で、表面回
路印刷技術又はエッチング技術によって基板２２に形成されてよい。
【０１４５】
　導電部２０の基板２２は、優れた放熱能力を有する材料、つまりアルミニウムから作ら
れてよい。例えば、導電部２０の基板２２はアルミニウムパネルとして実施されてよく、
これにより照明要素１０によって生じる熱は、照明装置が長期間連続的に使用されている
ときに、照明装置の温度を最小限に抑えるように、導電部２０によって迅速に伝導し、消
散できる。
【０１４６】
　好ましくは、基板２２は、おもて面２２１及びそのおもて面２１と対向する裏面２２２
を有し、おもて面２２１及び裏面２２２は、スルーホール２１を介して互いに連通する。
第１の回路２３は、基板２２のおもて面２２１に設けられ、照明要素１０も、基板２２が
単一機能面を有する基板として実施されるように、基板２２のおもて面２１に取り付けら
れる。言い換えると、照明装置を生産するための技術的な複雑さが削減され、照明装置の
放熱効果が基板２２のむき出しの裏面２２２のため強化できるため、第１の回路２３及び
照明要素１０は、基板２２のおもて面２２１だけに設けられ、これにより、照明装置の製
造費は最小限に抑えることができる。
【０１４７】
　さらに、導電部２０は、第１の回路２３を覆うために基板２２上に重ね合わされた保護
層２４をさらに含んでよい。言い換えると、第１の回路２３は、導電部２０の信頼性を保
証するように、基板２２と保護層２４との間に挟まれて第１の回路２３が外部に曝露され
るのを防ぐ。特に、保護層２４は、基板２２の表面に付着された保護膜として実施されて
よい。代わりに、保護層は、基板２２の表面に適用される成形材料として形成されてよい
。
【０１４８】
　制御部３０は、少なくとも１つの第２の回路３３を含む。本発明の照明装置の一実施形
態では、第２の回路３３は、表面回路印刷技術又はエッチング技術によって回路基板３１
の表面に形成されてよい。好ましくは、回路基板３１は、おもて面３１１及びおもて面３
１１と対向する裏面３１２を有し、第２の回路３３は、回路基板３１のおもて面と裏面３
１１、３１２の両方に設けられる。言い換えると、回路基板３１のおもて面と裏面３１１
、３１２の両方は、その上に第２の回路３３を取り付けるために配置される。つまり、回
路基板３１は、二重機能面を有する基板である。
【０１４９】
　基板２２、第１の回路２３、回路基板３１、及び第２の回路３３が、回路基板アセンブ
リ７０を形成するためにともに組み立てられることが理解される。言い換えると、回路基
板アセンブリ７０は、少なくとも１つの基板２２、回路基板３１、少なくとも１つの第１
の回路２３、及び少なくとも１つの第２の回路３３を含み、第１の回路２３は基板２２に
設けられ、第２の基板３３は回路基板３１に設けられ、第１の回路２３は第２の回路３３
に電気的に接続される。さらに、回路基板アセンブリ７０は、基板２２の中央部分のスル
ーホール２１内の基板２２上に回路基板３１を保持するように、回路基板３１から一体的
に伸ばされ、基板２２に接続された１つ以上の結合アーム３２をさらに含む。
【０１５０】
　結合アーム３２のそれぞれは、第１の接続部材３２１及び第２の接続部材３２２をさら
に含み、第１の接続部材３２１は、基板２２に向かう方向で回路基板３１から伸ばされ、
第２の接続部材３２２は、第１の接続部材３２１及び基板２２に固着され、これにより回
路基板３１は基板２２のスルーホール２１に保持される。言い換えると、結合アーム３２
のそれぞれは、外側端から基板２２の内側端に向かって一体的に伸ばされ、第１の接続部
材３２１の第１の遊離端部は、第２の接続部材３２２によって基板２２の内側端と接続さ
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れる。本発明の一実施形態では、第２の接続部材３２２の２つの端部は、第２の接続部材
３２２の２つの端部を第１の接続部材３２１の遊離端部及び基板２２の内側端に固着する
ように、第１の接続部材３２１の遊離端部及び基板２２の内側端に溶接されてよい。
【０１５１】
　好ましくは、第２の接続部材３２２は、第１の回路２３及び第２の回路３３を電気的に
接続するためにさらに配置されてよい。言い換えると、第１の接続部材３２１及び基板２
２が第２の接続部材３２２によって橋渡しされるとき、第１の回路２３及び第２の回路３
３は、同時に第２の接続部材３２２によって互いと電気的に接続される。
【０１５２】
　さらに、基板２２は、１つ以上の結合切欠き２２３をさらに有し、結合切欠き２２３は
、スルーホール２１と連通し、これにより第１の接続部材３２１は、回路基板３１が、照
明装置の製造中に基板２に対して回転するのを防ぐように、それぞれ基板２２の結合切欠
き２２３の中に伸ばし、次いで保持することができる。
【０１５３】
　基板２２及び回路基板３１は別々の構造を有してよいことに言及する価値がある。それ
は、基板２２及び回路基板３１を別々に製造することができ、ついで回路基板３１が、基
板２２の中央部分のスルーホール２１の基板２２に保持され、これにより基板２２及び回
路基板３１は異なる材料から作られてよいことを意味する。本発明の一実施形態では、基
板２２は、照明装置の信頼性を確保するように、熱が基板２２から回路基板３１に伝達さ
れるのを防ぐために、優れた断熱能力又は不十分な断熱能力を有する材料から作られてよ
い。
【０１５４】
　したがって、第２の回路３３は、第２の回路第２の回路３３と第１の回路２３を電気的
に接続するために結合アーム３２に従った方向で伸ばされてよく、これにより制御部３０
は、照明要素１０が、第１の回路２３及び第２の回路３３を通して光を生成するために電
気を適用できる。第２の回路３３は、本発明の他の実施形態で、（結合アーム３３の伸長
方向に従うよりむしろ）任意の他の方向で伸ばされてよいことが理解される。
【０１５５】
　結合アーム３２が、導電部２０の基板２２から一体的に伸ばされてよく、これにより第
１の回路２３は、結合アーム３２とともに運び、伸ばすことができることに言及する価値
がある。さらに、結合アーム３２は回路基板３１に固着され、これにより回路基板３１は
、スルーホール２１に保持することができ、第１の回路２３及び第２の回路３３は同時に
電気的に接続される。
【０１５６】
　したがって、制御部３０は、少なくとも１つの電子部品３４をさらに含んでよく、電子
部品３４は、回路基板３１のおもて面３１１と裏面３１２の両方に取り付けられ、照明装
置の正常な機能を維持するために第２の回路３３に電気的に接続される。電子部品３４は
、Ｗｉ－Ｆｉモジュール、体性感覚センサ、ドライバ、抵抗器、及びコンデンサを含んで
よいが、これに限定されるものではないことに言及する価値がある。
【０１５７】
　本発明の好ましい実施形態では、電子部品３４は回路基板３１に統合され、より詳細に
は、電子部品３４は、回路基板３１のおもて面３１１と裏面３１２の両方に取り付けられ
、照明要素１０は基板２２のおもて面２２１に取り付けられ、照明要素１０により生じる
熱が電子部品３４に直接的に伝達されるのを防ぐために、照明要素１０が電子部品３４で
分離されるように配置される。従来の天井ランプと比較して、本発明に開示される照明装
置は、長期間連続的に使用することができ、一方電子部品３４の温度は、照明装置の信頼
性を保証するように適切な範囲で維持される。
【０１５８】
　さらに、第２の回路３３及び電子部品３４は、回路基板３１のおもて面３１１と裏面３
１２の両方に設けられる場合があり、第１の回路２３及び照明要素１０は、基板２２のお
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もて面２２１だけに取り付けられる。したがって、照明装置を生産する技術的な複雑さは
、照明装置の製造費を最小限に抑えるために削減できる。言い換えると、回路基板アセン
ブリ７０の回路基板３１は、二重機能面を有する基板である。一方、相対的により大きい
サイズを有する基板２２は、単一機能面を有する基板である。基板２２のおもて面２２１
は、本発明の別の実施形態で第１の回路２３に電気的に接続される電子部品３４を取り付
けるために使用されてもよいことが理解される。
【０１５９】
　したがって、導電部２０の基板２２及び制御部３０の回路基板３１は、照明要素１０に
よって生じる熱が導電部２０を介して制御部３０に伝導されることをさらに防ぐためにそ
の間に少なくとも１つの断熱部分１００をさらに画定する。本発明の一実施形態では、断
熱部分１００は、制御部２０の基板２２によって伝達される熱が、照明装置が使用されて
いるときに制御部３０にさらに伝達されるのを防ぐことができる断熱長穴として実施され
てよく、これにより制御部３０の温度は、電子部品３４を保護するように、照明装置が長
期間連続的に使用されているときでも過剰に高くならないであろう。
【０１６０】
　さらに、照明装置が、天井等の支持取付け具に取り付けられるとき、導電部２０の２つ
の側面の間の空気対流は導電部２０の放熱有効性を高め、照明装置の温度を適切な範囲内
に保つために断熱部分１００の断熱長穴によって発生する。
【０１６１】
　図面の図５を参照すると、導電部２０は少なくとも１つの放熱チャネルをさらに有し、
導電部２０の２つの対向する側面（導電部２０のおもて面及び裏面）は、放熱チャネル２
５を介して互いと連通し、これにより照明要素１０によって生じ、制御部２０によって伝
達される熱は、照明装置の温度を適切な範囲内に維持するように、放熱チャネル２５を介
して迅速に消散できる。好ましくは、放熱チャネル２５の一端部は、照明装置の放熱効果
をさらに強化するように、断熱長穴まで伸ばされ、断熱長穴と連通する。
【０１６２】
　図面の図６を参照すると、断熱部分１００は、断熱部分１００が、導電部２０の取付け
部分２１に回路基板３１を保持できる、つまり回路基板３１が断熱部分１００によって導
電部２０のスルーホール２１に保持されるだけではなく、照明要素１０によって生じ、基
板２２によって伝導される熱が、回路基板３１に伝達されるのを防ぐことができる基板２
２と回路基板３１との間に一体的に形成されてよい。
【０１６３】
　したがって、断熱部分１００は、第１の位置決め長穴１０１及び第２の位置決め長穴１
０２を有してよく、導電部２０の取付け部分２１に回路基板３１を保持するように、基板
２２の内側端は第１の位置決め長穴１０１に受け入れられ、回路基板３３の外側端は、第
２の位置決め長穴１０２に受け入れられる。
【０１６４】
　断熱部分１００は、別々に生産され、次いでその第１の位置決め長穴で基板２２の内側
端を受け入れ、その第２の位置決め長穴１０２で回路基板３１の外側端を受け入れるため
に配置されることに言及する価値がある。断熱部分１００が、その第１の位置決め長穴１
０１で基板２２の内側端を、及びそれぞれ第２の位置決め長穴１０２で基板３１の外側端
縁を収容することを容易にするために、例えばゴム、シリコーン等の弾性プラスチック材
料から作られてよいことが理解される。
【０１６５】
　代わりに、断熱部分１００は、基板２２と回路基板３１との間に一体的に形成されてよ
い。例えば、回路基板３１が、（基板２２の中間部分に位置する）基板２２の取付け部分
２１に位置決めされ、第１の回路２３が第２の回路３３と電気的に接続された後、断熱部
分１００は、照明装置を作り出すように基板２２の内側端及び回路基板３１の外側端を一
体的に接合するために成形技術によって形成されてよい。
【０１６６】
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　基板２２は、基板２２と回路基板３１との間に受入れ空洞３００を画定するように高さ
の差を有するために回路基板３１と偏位されてよく、受入れ空洞３００は、電子部品３４
が基板２２から突出するのを防ぎ、それによって電子部品３４を保護するように回路基板
３１の片側に取り付けられた電子部品３４を受け入れるために配置されることが理解され
る。
【０１６７】
　より詳細には、回路基板３１の裏面３１２の高さは、回路基板３１の裏面３１２に取り
付けられた電子部品３４を受け入れるための受入れ空洞３００を回路基板３１の裏面３１
２に形成するために基板２２の裏面２２２の高さよりも低くてよい。好ましくは、受入れ
空洞３００内に受け入れられた電子部品３４は、基板２２の裏面２２２から突出せず、こ
れにより電子部品３４は、照明装置を相応して保護するために、照明装置の輸送及び保管
中に他の品目により影響を与えられることから基板２２の裏面２２２によって保護される
。
【０１６８】
　さらに、第１の回路２３は、基板２２のおもて面２２１に設けられ、照明要素１０も、
基板２２のおもて面２２１に取り付けられる。言い換えると、導電部２０は、単一機能面
を有する基板として構成される。したがって、第２の回路３３は、回路基板３１のおもて
面と裏面３１１、３１２の両方に設けられ、電子部品３４の一部分は、回路基板３１のお
もて面３１１に取り付けられ、そのおもて面で第２の回路第２の回路３３と電気的に接続
され、一方、電子部品３４の残りは、回路基板３１の裏面３１２に取り付けられ、その裏
面で第２の回路３３に電気的に接続される。言い換えると、制御部３０は、二重機能側を
有する基板として構成される。
【０１６９】
　図８及び図９を参照すると、好ましい実施形態が示されており、制御部３０は、導電部
２０と着脱自在に結合される。例えば、制御部３０が導電部２０に取り付けられるとき、
制御部３０は、取付け部分２１のスルーホール２１に着脱自在に保持されてよい。
【０１７０】
　特に、導電部２０は、取付けプラットフォーム２６をさらに有する。取付けプラットフ
ォーム２６は、結合アーム３２において、第１の回路２３によって形成された第１の回路
接続部材２３１及び第２の回路３３に形成された第２の回路接続部材３３１を有し、制御
部３０の結合アーム３２が導電部２０の取付けプラットフォーム２６に取り付けられると
き、第２の回路接続部材３３１及び第１の回路接続部材２３１は同時に電気的に接続され
る。第１の回路接続部材２３１及び第２の回路接続部材３３１の形状が、本発明において
制限ではないことが理解される。例えば、第１の回路接続部材２３１及び第２の回路接続
部材３３１は円板形状を有してよい。
【０１７１】
　結合アーム３２は基板２２に形成されてよく、第１の回路２３は結合アーム３２に沿っ
て伸ばされ、そこに第１の回路接続部材２３１を形成することに言及する価値がある。取
付けプラットフォーム２６は回路基板３１に形成されてよく、結合アーム３２は、その上
に第１の回路接続部材３３１を形成するように回路基板３１の取付けプラットフォーム２
６で固着される。したがって、制御部３０の結合アーム３２が導電部２０の取付け部分２
６に取り付けられるとき、第２の回路接続部材３３１及び第１の回路接続部材２３１は、
（図面の図１０に示されるように）自動的に互いと電気的に接続される。
【０１７２】
　図面の図１１及び図１２を参照すると、照明装置の別の代替モードが示され、導電部２
０は、互いと間隔をおいて配置された少なくとも２つの導電要素２０１を含んで、それぞ
れ２つの隣接する導電要素２０１の内側の間に放熱チャネル２５をそれぞれ形成する。
【０１７３】
　導電要素２０１のそれぞれは、基板２２及び基板２２に設けられた第１の回路２３を含
み、照明要素１０は、導電要素２０１に取り付けられ、基板２２に電気的に接続される。
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【０１７４】
　制御部３０の基板３１から一体的に伸ばされる結合アーム３２のそれぞれは、基板２２
の取付け部分２１に制御部３０を保持し、第１の回路２３及び第２の回路３３を互いと電
気的に接続するように導電要素２０１の基板２２に接続され、これにより外部電気エネル
ギーは、第１の回路２３及び第２の回路３３を介して照明要素１０に伝導できる。
【０１７５】
　スルーホール２１として実施された導電部２０の取付け部分２１が、所定のパターンで
配置された導電要素２０１の内側によって形成されることが理解される。回路基板３１の
結合アーム３２のそれぞれは、その周辺端部から導電要素２０１の内側に伸ばされ、これ
により制御部３０は、導電部２０のスルーホール２１に保持される。
【０１７６】
　一実施態様では、導電要素２０１のそれぞれはセクタ形状を有し、円形形状を有する照
明装置を作り出すために所定のパターンで配置される。別の実施態様では、導電要素２０
１のそれぞれは台形形状を有し、多角形形状を有する照明装置を形成するために所定のパ
ターンで配置される。
【０１７７】
　結合アーム３２が、導電要素２０１のそれぞれのそれぞれの基板２２から一体的に伸ば
されてよく、結合アーム３２の遊離端が、取付け部分２１に回路基板３１を保持するよう
に、回路基板３１の異なる位置で結合されることに言及する価値がある。
【０１７８】
　さらに、導電要素２０１は回路基板３１と着脱自在に結合されてよく、これにより結合
要素２０１に取り付けられた照明要素１０の動作状態は、互いと無関係であってよい。し
たがって、照明要素１０によって生じる光、及び光のタイプは選択的に制御できる。さら
に、照明要素１０のうちの１つが損傷を受ける、又はそれ以上使用されるために不適切で
あるとき、損傷を受けた照明要素１０を有するそれぞれの導電要素２０１だけが変更され
ることを必要とする。
【０１７９】
　図面の図７Ａを参照すると、照明装置は、天井ランプとして実施されてよい。言い換え
ると、照明装置は、天井又は建物の他の位置に設置されてよい。例えば、照明装置が天井
に取り付けられるとき、放熱空洞２００が、導電部２０の基板２２と天井との間に画定さ
れ、放熱空洞２００は、断熱長穴１００を介して照明装置の導電部２０の下方空間と連通
する。したがって、照明要素１０によって生じる熱は、導電部２０によって伝導し、放熱
空洞２００に消散させることができる。次いで、放電空洞２００内の空気と導電部２０の
下方空間内の空気との間の空気対流が発生し、それによって照明装置の放熱効果を強化し
、これにより照明装置の温度は、それが長期間連続的に使用されているとき、適切な範囲
内に維持できる。図面の図７Ｂに示されるように、照明装置はその光源として機能するた
めに懐中電灯に適用できる。
【０１８０】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、照明装置の放熱方法をさらに提供し、方法は以
下のステップを含む。
【０１８１】
　（ａ）光電部２０に取り付けられた少なくとも１つの照明要素照明要素１０によって生
じる熱が、照明装置の外部から照明装置の内部の制御部３０に伝導されるのを防ぐステッ
プ。
【０１８２】
　（ｂ）照明装置の１つの側面とその中間部分との間で空気対流を形成するステップ。
【０１８３】
　さらに、断熱長穴１００は、導電部２０と、導電部２０のスルーホール２１に保持され
る制御部３０との間に形成される。照明要素１０によって生じる熱は、断熱長穴１００に
よって制御部３０に伝えられるのを防がれる。さらに、断熱長穴１００は、導電部２０の
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２つの側面の間で空気対流を可能にし、それによって照明装置の放熱能力を強化する。
【０１８４】
　本発明の別の態様によると、本発明は、照明装置の製造方法をさらに提供し、方法は以
下のステップを含む。
【０１８５】
　（Ａ）１つの側面しか回路を取り付けられていない導電部２０に少なくとも１つの照明
要素１０を取り付けるステップ。
【０１８６】
　（Ｂ）導電部２０のスルーホール２１に、２つの側面に回路が取り付けられた制御部３
０を保持するステップであって、スルーホール２１が導電部２０の中間部分に位置し、導
電部２０の回路が制御部３０の回路と電気的に接続される、該保持するステップ。
【０１８７】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、照明装置の製造方法をさらに提供し、方法は以
下のステップを含む。
【０１８８】
　（ａ）少なくとも１つの第１の回路２３及び少なくとも１つの照明要素１０を、基板２
２のおもて面２２１に取り付けるステップであって、照明要素１０は第１の回路２３に電
気的に接続される、該取り付けるステップ。
【０１８９】
　（ｂ）少なくとも１つの第２の回路３３及び少なくとも１つの電子部品３４を、回路基
板３１のおもて面３１１及び裏面３１２に取り付けるステップであって、電子部品３４は
第２の回路３３と電気的に取り付けられる、該取り付けるステップ。
【０１９０】
　（ｃ）照明装置を作り出すために、第１の回路２３を第２の回路３３と接続するステッ
プ。
【０１９１】
　ステップ（ｂ）がステップ（ａ）の前に実行されてよいことに言及する価値がある。言
い換えると、少なくとも１つの第２の回路３３及び少なくとも１つの電子部品３４は、最
初に回路基板３３のおもて面３１１及び裏面３１２に取り付けられ、少なくとも１つの第
１の回路２３及び少なくとも１つの照明要素１０は、基板２２のおもて面２２１に取り付
けられる。
【０１９２】
　図面の図１３を参照すると、照明装置の制御システムが示されており、制御システムは
、記憶モジュール４０、検出モジュール５０、及び処理モジュール６０を含む。記憶モジ
ュール４０は、照明装置を制御するための動作命令を記憶するために配置される。検出モ
ジュール５０は、照明装置のユーザの動作信号を検出するために配置される。処理モジュ
ール６０は、ユーザの動作信号に応えて動作命令を指定し、照明装置の動作状態を制御す
るために動作命令を実行するために配置される。本発明の一実施形態では、検出モジュー
ル５０は、接触すること又は他の方法によってユーザの動作信号を検出するためのセンサ
として実施されてよい。本発明の別の実施形態では、検出モジュール５０は、例えばユー
ザの動作信号を得るために、例えばジェスチャ等のユーザのアクションを取り込むための
カメラモジュールとして実施されてよい。
【０１９３】
　図１４に示されるように、センサとして実施された検出モジュール５０は、照明装置の
ランプカバーの内部に設置されてよい。ユーザの指がランプカバーの上を摺動するとき、
検出モジュール５０は、ユーザの指のリアルタイム状態を監視することによって、ユーザ
の動作信号を検出できる。例えば、ユーザの指が、ランプカバーの上で右から左へ摺動し
ているとき、動作信号は検出モジュール５０によって検出され、動作信号が照明装置の照
明を上げるための制御信号として識別される処理モジュール６０に送信される。このよう
にして、照明装置の照明を上げるための対応する命令は、記憶モジュール４０から抽出さ
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れ、処理モジュール６０によって実行される。対応して、ユーザの指がランプカバー上で
左から右に摺動しているとき、動作信号は、検出モジュール５０によって検出され、動作
信号が、照明装置の照明を下げるための制御信号として識別される処理モジュール６０に
送信される。このようにして、照明装置の照明を下げるための対応する命令は、記憶モジ
ュール４０によって抽出され、処理モジュール６０によって実行される。
【０１９４】
　さらに、ユーザの指がランプカバーの上方で回転するとき、動作信号は検出モジュール
５０によって検出され、動作信号が、照明装置の動作状態を変更するための制御信号とし
て識別される処理モジュール６０に送信される。このようにして、照明装置の動作状態を
変更するための対応する命令は、記憶モジュール４０から抽出され、処理モジュール６０
によって実行される。当業者は、ランプカバーに近づく又はランプカバーに触れるユーザ
の指を検出するとき、記憶モジュール５０が、連続動作を実行するために照明装置を活性
化するための制御信号として識別される対応する動作信号を送信するであろうと容易に理
解するであろう。
【０１９５】
　好ましくは、照明装置の制御システムは、ユーザの電子装置と遠隔で通信されてよく、
これによりユーザは、電子装置を介して照明装置の動作状態を遠隔で制御できる。
【０１９６】
　図面の図１５に示されるように、検出モジュール５０は、ユーザが制御システムを介し
て相対的により大きい距離で照明装置を制御できるように、カメラモジュール又は体性感
覚センサとして実施される。より詳細には、相対的に大きい距離でユーザによって生成さ
れる動作信号は、検出モジュール５０によって検出し、次いで処理モジュール６０に送信
することができ、対応する動作命令は記憶モジュール４０から適合され、照明装置の動作
状態を制御するために処理モジュール６０によって実行される。
【０１９７】
　特に、ユーザが照明装置から離れた特定の距離で検出されるとき、検出モジュール５０
によって検出される動作信号は、処理モジュール６０に送信され、処理モジュール６０に
よって処理され、動作信号は、連続動作のために照明装置を活性化するための制御信号と
して識別される。次いで、ユーザのジェスチャが検出モジュール５０によって検出される
とき、対応する動作信号は、照明装置の動作状態を制御するように、記憶モジュール４０
に記憶された対応する動作命令と一致し、対応する動作命令を実行するために処理モジュ
ール６０によって処理される。
【０１９８】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、照明装置の制御方法をさらに提供し、方法は以
下のステップを含む。
【０１９９】
　（ｉ）ユーザの第１のアクションを検出するステップ。
【０２００】
　（ｉｉ）動作信号を得るためにユーザの第２のアクションを検出するステップ。
【０２０１】
　（ｉｉｉ）照明装置の動作状態を制御するために、動作信号に応えて動作命令を実行す
るステップ。
　ステップ（ｉ）で、ユーザの第１のアクションが検出モジュール５０によって検出され
るとき、制御システムの記憶モジュール４０及び処理モジュール６０が活性化されること
に言及する価値がある。本発明の一実施形態では、制御システムを活性化するための第１
のアクションは、ユーザが検出モジュール５０に触れているときに検出されるアクション
である。本発明の別の実施形態では、制御システムを活性化するための第１のアクション
は、ユーザが、照明装置から離れた所定の距離の範囲内で検出されるときに検出されるア
クションである。ステップ（ｉｉ）で、第２のアクションは、ユーザの動作信号を識別す
るためにユーザのジェスチャ又は任意の他のアクションであってよい。
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【０２０２】
　図面の図１６Ａから図２０ＡＣを参照すると、本発明の第２の好ましい実施形態に係る
照明装置が示されており、照明装置は、照明アセンブリ８０Ａ及び制御アセンブリ９０Ａ
を含み、照明アセンブリ８０Ａは、制御アセンブリ９０Ａと電気的に接続され、これによ
り外部電力が、制御アセンブリ９０Ａによって取得され、照明アセンブリ８０Ａが適用さ
れる。さらに、照明アセンブリ８０Ａの動作状態は、制御アセンブリ９０Ａによって制御
できる。
【０２０３】
　照明アセンブリ８０Ａは、基板接続側面８１Ａを有する。制御アセンブリ９０Ａは、照
明アセンブリ８０Ａの基板接続側面８１Ａに対応する回路基板接続側面９１Ａを有し、制
御アセンブリ９０Ａの回路基板接続側面９１Ａ及び照明アセンブリ８０Ａの基板接続側面
８１Ａは不連続に配置される。
【０２０４】
　より詳細には、照明アセンブリ８０Ａは、少なくとも１つの照明要素１０Ａ、少なくと
も１つの基板２２Ａ、及び少なくとも１つの第１の回路２３Ａを含み、基板２２Ａは、お
もて面２２１Ａ及びおもて面２２１Ａと対向する裏面２２２Ａを有する。第１の回路２３
Ａ及び照明要素１０Ａは、基板２２Ａのおもて面２２１Ａに設けられ、照明要素１０Ａは
、第１の回路２３Ａに電気的に接続される。さらに、基板２２Ａは、その中に制御アセン
ブリ９０Ａを受け入れるためにその中間部分に形成されたスルーホール２１Ａを有し、ス
ルーホール２１Ａを形成する基板２２Ａの内側は、照明アセンブリ８０Ａの基板接続側面
８０Ａとして画定される。
【０２０５】
　制御アセンブリ９０Ａは、回路基板３１Ａ、少なくとも第２の回路３３Ａ、及び少なく
とも１つの電子部品３４Ａを含み、回路基板３１Ａは、おもて面３１１Ａ及びおもて面３
１１Ａと対向する裏面３１２Ａを有する。電子部品３４Ａ及び第２の回路３３Ａは、回路
基板３１Ａのおもて面３１１Ａと裏面３１２Ａの両方に設けられ、一方、電子部品３４Ａ
は第２の回路３３Ａと電気的に接続される。さらに、回路基板３１Ａの外側は、制御アセ
ンブリ９０Ａの回路基板接続側面９０Ａとして画定される。
【０２０６】
　したがって、回路基板３１Ａは、照明アセンブリ８０Ａのスルーホール２１Ａに保持さ
れ、これにより制御アセンブリ９０Ａの回路基板接続側面９１Ａは、照明アセンブリ８０
Ａの基板接続側面８１Ａと位置合わせされる。制御アセンブリ９０Ａの第２の回路３３Ａ
は、照明アセンブリ８０Ａの第１の回路２３Ａと電気的に接続され、一方、制御アセンブ
リ９０Ａの第２の回路３３Ａは、外部電源とさらにつながれ、これにより外部電力は、連
続して第１の回路２３Ａ、電子部品３４Ａ、及び第１の回路２３Ａを通して光を生じさせ
るための照明要素１０Ａに適用できる。
【０２０７】
　特に、回路基板３１Ａ及び基板２２Ａは、別々に作り出されてよく、次いで回路基板３
１Ａは、基板２２Ａによって形成されたスルーホール２１Ａに保持されており、これによ
り回路基板３１Ａ及び基板２２Ａは不連続に配置される。したがって、照明要素１０Ａに
よって生じる熱は、照明装置が長期間連続的に使用されているときに照明装置の温度を適
切な範囲内に維持するように、基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝達されるのを遮ること
ができる。
【０２０８】
　本発明に含まれる基板２２Ａ及び回路基板３１Ａの不連続方法は、基板２２Ａによって
形成された照明アセンブリ８０Ａの基板接続側面８１Ａ、及び回路基板３１Ａによって形
成された制御アセンブリ９０Ａの回路基板接続側面９１Ａが互いと分離される状態だけで
はなく、基板２２Ａによって形成された照明アセンブリ８０Ａの基板接続側８０Ａが、基
板３１Ａによって形成された制御アセンブリ９０Ａの回路基板接続側面９０Ａと接触する
状態も示すことに言及する価値がある。言い換えると、基板２２Ａの内側が回路基板３１
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Ａの外側と接触するときにも、基板２２Ａ及び回路基板３１Ａは、熱が、相応して基板２
２Ａから回路基板３１Ａに伝導されるのを防ぐために、依然として不連続に配置される。
【０２０９】
　本発明の照明装置の場合、照明要素１０Ａを取り付けるための基板２２Ａ及び電子部品
３４Ａを取り付けるための回路基板３１Ａは別々に作り出すことができ、これにより基板
２２Ａ及び回路基板３１Ａは異なる材料から作ることができる。例えば、基板２２Ａは、
例えばアルミニウム等のより良い放熱性能を有する材料から作られ、それによって基板２
２Ａの放熱効果を強化できる。したがって、照明装置の温度は、その寿命を拡大するよう
に、照明装置が長期間連続的に使用されるときも適切な範囲内に維持できる。一方、回路
基板３１Ａは、熱が基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝達されるのをさらに防ぐために、
相対的に不十分な熱伝導能力を有する材料から作ることができる。
【０２１０】
　好ましくは、スルーホール２１Ａは、基板２２Ａの中間部分に形成され、これにより制
御アセンブリ９０Ａは、照明アセンブリ８０Ａの中間部分に保持することができ、照明要
素１０Ａは、制御アセンブリ９０Ａの回りで周辺に設けることができる。さらに、基板２
２Ａは、照明装置の放熱効果を強化するために相対的により大きいサイズを有するリング
形状であってよい。スルーホール２１Ａが、基板２２Ａの任意の他の位置で、つまり基板
２２Ａの側面部分で形成され得、これは本発明において制限ではないことが理解される。
【０２１１】
　したがって、少なくとも１つの断熱部分１１０Ａが、熱が、照明アセンブリ８０Ａから
制御アセンブリ９０Ａに伝達されるのを防ぐために、照明アセンブリ８０Ａと制御アセン
ブリ９０Ａとの間に画定される。好ましくは、断熱部分１００Ａは、照明アセンブリ８０
Ａの基板２２Ａと制御アセンブリ９０Ａの回路基板３１Ａとの間に形成されてよい。つま
り、断熱部分１００Ａは、基板２２Ａの内側端と回路基板３１Ａの外側端との間に形成さ
れ、これにより基板２２Ａ及び制御基板３１Ａは、断熱部分１００Ａを介して不連続に配
置され、断熱部分１００Ａは、熱が、基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝達されるのを防
ぐことができる。
【０２１２】
　図面の図１６Ａ及び図１７Ａを参照すると、断熱部分１００Ａは、断熱長穴として実施
されてよい。より詳細には、基板２２Ａの内側端が回路基板３１Ａの外側端と接触してい
ないとき、断熱長穴は、基板２２Ａの内側端と、回路基板３１Ａの温度が上昇するのを防
ぐために、熱が基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝導されるのを防ぐように配置される基
板３１Ａの外側端との間に形成される。さらに、断熱部分１００Ａは、照明装置の放熱効
果をさらに強化するように、照明装置の上側と下側との間で空気対流をさらに可能にする
。
【０２１３】
　図面の図１６Ａ及び図１７Ａをさらに参照すると、照明装置は、照明アセンブリ８０Ａ
のスルーホール２１Ａに制御アセンブリ９０Ａを保持し、照明アセンブリ８０Ａと制御ア
センブリ９０Ａとの間に断熱部分１００Ａを形成するために照明アセンブリ８０Ａと制御
アセンブリ９０Ａとの間に設けられた１つ以上の結合アームをさらに含む。
【０２１４】
　好ましくは、結合アーム３２Ａは、不連続に基板２２Ａ及び回路基板３１Ａ、並びに基
板２２Ａと回路基板３１Ａとの間の断熱部分１００Ａを形成するように、照明アセンブリ
８０Ａの基板２２Ａと制御アセンブリ９０Ａの回路基板３１Ａとの間に間隔をおいて設け
られる。より好ましくは、隣接する結合アーム３２Ａ間の距離は等しい。
【０２１５】
　図面の図１６Ａ及び図１７Ａに示される３つの結合アーム３２Ａがあるとしても、結合
アーム３２Ａの数は任意の値で設定することができ、これは本発明において制限ではない
ことが理解される。
【０２１６】
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　さらに、結合アーム３２Ａは、照明アセンブリ８０Ａの第１の回路２３Ａ及び制御アセ
ンブリ９０Ａの第２の回路３３Ａを電気的に接続するためにさらに配置されてよい。言い
換えると、回路基板３１Ａが、結合アーム３２Ａによって基板２２Ａのスルーホール２１
Ａに保持されるとき、基板２２Ａの第１の回路２３Ａは、同時に結合アーム３２Ａの回路
基板３１Ａの第２の回路３３Ａと電気的に接続される。
【０２１７】
　したがって、結合アーム３２Ａのそれぞれは、第１の接続部材３２１Ａ及び第２の接続
部材３２２Ａをさらに含み、結合アーム３２Ａの第１の接続部材３２１Ａは、回路基板３
１Ａの外側から基板２２Ａの内側に向かって伸ばされ、第２の接続部材３２２Ａの２つの
端部は第１の接続部材３２１Ａ及び基板２２Ａに固着され、これにより回路基板３１Ａは
、基板２２Ａのスルーホール２１Ａに保持される。第２の回路３３Ａは、結合アーム３２
Ａの第１の接続部材３２１Ａの伸長方法に従って伸ばされてよく、これにより第２の接続
部材３２２Ａは、第２の接続部材の２つの端部が第１の接続部材３２１Ａ及び基板２２Ａ
に固着されるとき、第１の回路２３Ａ及び第２の回路３３Ａを電気的に接続できる。
【０２１８】
　結合アーム３２Ａの第１の接続部材３２１Ａは、回路基板３１Ａの外側から一体的に伸
ばされてよい、つまり、結合アーム３２Ａの第１の接続部材３２１Ａ及び回路基板３１Ａ
は一体的に形成されてよいことが理解される。
【０２１９】
　さらに、基板２２Ａは、１つ以上の結合切欠き２２３Ａをさらに有してよく結合切欠き
２２３Ａのそれぞれはスルーホール２１Ａと連通し、これにより結合アーム３２Ａの第１
の接続部材３２１Ａの遊離端は、回路基板３１Ａが、照明装置製造中に基板２２Ａに対し
て回転するのを防ぐように、基板２２Ａの結合切欠き２２３Ａの中に伸ばすことができる
。
【０２２０】
　当業者は、結合アーム３２Ａの第１の接続部材３２１Ａが、回路基板１Ａの外側に向か
う方向で基板２２Ａの内側から一体的に伸ばされてよく、一方第２の接続部材３２２Ａの
２つの端部は、回路基板３１Ａを基板２２Ａのスルーホール２１Ａに保持するように、そ
れぞれ接続部材３２１Ａ及び回路基板３１Ａに固着されることを容易に理解するであろう
。第１の回路２３Ａは、結合アーム３２Ａの第１の接続部材３２１Ａの伸長方法に従って
伸ばされてよく、これにより第２の接続部材３２２Ａの２つの端部が、第１の接続部材３
２１Ａ及び基板２２Ａに固着されるとき、第２の接続部材３２２Ａは、第１の回路２３Ａ
及び第２の回路３３Ａを電気的に接続できる。言い換えると、結合アーム３２Ａの第１の
接続部材３２１Ａ及び基板２２Ａは、一体的に形成されてよい。
【０２２１】
　図面の図２１Ａを参照すると、本発明の照明装置の代替モードが示されており、基板２
２Ａは少なくとも１つの放熱チャネル２２４Ａを有し、基板２２Ａのおもて面２２１Ａ及
び基板２２Ａの裏面２２２Ａは放熱チャネル２２４Ａを介して互いと連通する。したがっ
て、放熱チャネル２２４Ａは、空洞化技術によって基板２２Ａに形成されてよく、これに
より基板２２Ａのおもて面２２１Ａと基板２２Ａの裏面２２２Ａとの間の空気対流は、最
終的に照明装置の上側と下側との間の空気対流の強度を高めるように、放熱チャネル２２
４Ａによって強化できる。したがって、照明装置の放熱効果は強化できる。好ましくは、
放熱チャネル２２４Ａのそれぞれは、基板２２Ａのスルーホール２１Ａと連通する。
【０２２２】
　図面の図２２Ａを参照すると、本発明における照明装置の別の代替モードが示されてお
り、断熱部分１００Ａは断熱要素として実施されてよい。したがって、照明要素１０Ａは
、内側１０３Ａ及び外側１０４Ａを有する円形形状で構成されてよく、制御アセンブリ９
０Ａの回路基板３１Ａの外側端は、断熱部分１００Ａの内側１０３Ａに保持され、照明ア
センブリ８０Ａの基板２２Ａの内側端は、回路基板３１Ａを基板２２Ａのスルーホール２
１Ａに保持するために、断熱部分１００Ａの外側１０４Ａに保持される。断熱部分１００
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Ａの存在のため、回路基板３１Ａ及び基板２２Ａは不連続に配置される。断熱部分１００
Ａが、相対的に不十分な熱伝導能力を有する材料から作られてよく、これにより熱が、断
熱部分１００Ａによって基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝達されるのを実質的に防ぐこ
とができる。
【０２２３】
　したがって、本発明の一実施形態では、断熱部分１００Ａは前もって作られ、次いでそ
れぞれ断熱部分１００Ａの内側１０３Ａ及び外側１０４Ａに基板２２Ａの内側端及び回路
基板３１Ａの外側端を保持するように配置されてよい。本発明の別の実施形態では、制御
アセンブリ９０Ａは最初に基板２２Ａのスルーホール２１Ａに位置決めされてよく、次い
で断熱部分１００Ａが、基板２２Ａのスルーホール２１Ａに回路基板３１Ａを保持するた
めに基板２２Ａの内側端と回路基板３１Ａの外側端との間に一体的に形成される。
【０２２４】
　さらに、断熱部分１００Ａは、それぞれその内側１０３Ａ及び外側１０４Ａに形成され
た第１の位置決め長穴１０１Ａ及び第２の位置決め長穴１０２Ａを有してよく、基板２２
Ａの内側端は、断熱部分１００Ａの第１の位置決め長穴１０１Ａに保持され、回路基板３
１Ａの外側端は、その中間部分で基板２２Ａのスルーホール２１Ａに回路基板３１Ａを保
持するように、それぞれ断熱部分１００Ａの第２の位置決め長穴１０２Ａに保持される。
【０２２５】
　本発明の別の態様によれば、本発明は、照明装置の製造方法をさらに提供し、方法は、
照明アセンブリ８０Ａを提供するステップを含む。より詳細には、本発明の一実施形態で
、照明アセンブリ８０Ａは、第１の回路２３Ａ及び照明要素１０Ａを基板２２Ａのおもて
面２２１Ａに最初に取り付け、次いで照明要素１０Ａを第１の回路２３Ａに電気的に接続
することによって作り出すことができる。
【０２２６】
　基板２２Ａのタイプが、本発明において制限ではないことに言及する価値がある。例え
ば、基板２２Ａは、良好な熱散逸能力を有するアルミニウムから作られてよい（が、これ
に限定されるものではない）。さらに、照明要素１０Ａのタイプは本発明において制限で
はない。例えば、照明要素１０Ａは、ＬＥＤ照明器又は電源投入時に光を生じさせること
ができる任意の他の照明器として実施されてよい。
【０２２７】
　第１の回路２３Ａは、回路印刷技術又は回路エッチング技術によって基板２２Ａのおも
て面２２１Ａに形成されてよい。当業者は、回路印刷技術又は回路エッチング技術が、基
板２２Ａのおもて面２２１Ａに、第１の回路２３Ａを形成するための２つの例示的な方法
にすぎず、これが本発明の範囲を制限しないことを容易に理解するであろう。
【０２２８】
　さらに、第１の回路２３Ａと照明要素１０Ａの両方とも、基板２２Ａの表面２２１Ａに
取り付けられる。言い換えると、本発明の基板２２Ａは、単一機能面だけを有する基板と
して実施されてよい。したがって、基板２２Ａのおもて面２２１Ａに第１の回路２３Ａ及
び照明要素１０Ａを取り付けるためのプロセスは簡略化できる。一方、照明アセンブリ８
０Ａの製造費は相応して削減できる。
【０２２９】
　好ましくは、照明要素１０Ａは、照明要素１０Ａ及び第１の回路２３Ａが基板２２Ａの
おもて面２２１Ａに取り付けられるときに第１の回路２３Ａに電気的に接続され、これに
より照明アセンブリ８０Ａを作り出すための手順は最小限に抑えることができる。例えば
、基板２２Ａは、そのおもて面２２１Ａに形成される付着部分２２１１Ａを、そこに照明
要素１０Ａを取り付けるために有する。特に、第１の回路２３Ａの一部分は、第１の回路
２３Ａが基板２２Ａのおもて面２２１Ａに取り付けられた後に付着部分２２１１Ａに置か
れ、これにより照明要素１０Ａは、照明要素１０Ａが基板２２Ａのおもて面にその付着部
分２２１１Ａで付着されるとき、自動的に第１の回路２３Ａと電気的に接続される。
【０２３０】
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　より好ましくは、保護層２４Ａは、基板２２Ａのおもて面２２１Ａに照明要素１０Ａを
取り付けるステップと、基板２２Ａのおもて面２２１Ａに第１の回路２３Ａを取り付ける
ステップとの間で、基板２２１Ａのおもて面２２１Ａに重複して設けられる場合がある。
したがって、第１の回路２３Ａは、照明アセンブリ８０Ａの信頼性及び安定性を保証する
ように、保護層２４Ａが外部に曝露されるのを防ぐために基板２２Ａのおもて面２２１Ａ
と保護層２４Ａとの間に挟まれる。本発明の別の実施形態では、保護層２４Ａは、照明要
素１０Ａ及び第１の回路２３Ａが基板２２Ａのおもて面２２２Ａに取り付けられた後、基
板２２Ａのおもて面２２１Ａに重複して付着されてよい。
【０２３１】
　したがって、本発明の一実施形態では、保護層２４Ａは別個に作り出され、基板２２Ａ
のおもて面２２１Ａに付着されてよい。代わりに、保護層２４Ａは、成形材料が凝固する
ときに基板２２Ａのおもて面２２１Ａに保護層２４Ａを形成する、基板２２Ａのおもて面
２２１Ａに成形材料を適用することによって形成されてよい。
【０２３２】
　さらに、スルーホール２１Ａは、つまりスタンピング技術によって基板２２Ａの中間部
分に形成されてよく、基板２２Ａのおもて面２２１Ａ及び裏面２２２Ａは、スルーホール
２１Ａを介して互いと連通する。スルーホール２１Ａの形状が、回路基板３１Ａの形状と
適合している限り本発明において制限ではなく、これにより回路基板３１Ａが基板２２Ａ
のスルーホール２１Ａに保持できることが理解される。さらに、基板２２Ａの形状も制限
ではない。例えば、基板２２Ａは円形形状等を有してよい。
【０２３３】
　図面の図１８Ａを参照すると、製造方法は、制御アセンブリ９０Ａを提供するステップ
をさらに含む。照明アセンブリ８０Ａを提供するステップ及び制御アセンブリ９０Ａを提
供するステップは、特定の順序で配置されることが理解される。
【０２３４】
　より詳細には、制御アセンブリ９０Ａは、回路基板３１Ａのおもて面３１１Ａと裏面３
１２Ａの両方に第２の回路３３Ａ及び電子部品３４Ａを取り付けることによって作り出さ
れ、電子部品３４Ａは第２の回路３３Ａと電気的に接続される。電子部品３４Ａが、Ｗｉ
－Ｆｉモジュール、体性感覚センサ、ドライバ、抵抗器、及びコンデンサを含んでよいが
、これに限定されるものではないことに言及する価値がある。
【０２３５】
　したがって、回路基板３１Ａのタイプは、本発明において制限ではない。例えば、回路
基板３１Ａは、実施されておいが、ＰＣＢパネル、リジッドフレックスＰＣＢパネル、ハ
ードボード、セラミックボード等に制限されない。好ましくは、回路基板３１Ａは、熱が
基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝達されるのを防ぐように相対的に不十分な熱伝導能力
を有する材料から作られる。
【０２３６】
　同様に、第２の回路３３Ａは、回路印刷技術又は回路エッチング技術等によって基板３
１Ａのおもて面３１１Ａ及び裏面３１２Ａに形成されてよい。
【０２３７】
　したがって、回路基板３１Ａは、二重機能面を有する基板である。つまり、回路基板３
１Ａのおもて面３１１Ａと裏面３１２Ａの両方とも、第２の回路３３Ａ及び電子部品３４
Ａを取り付けるために配置される。すべての電子部品３４Ａは、相対的により小さいサイ
ズを有する回路基板３１Ａ上で統合でき、これにより基板２２Ａの面積は、照明装置の放
熱能力を強化するように相応して最大限にすることができることが理解される。さらに、
照明装置を作り出す技術的問題は、回路基板３１Ａのおもて面及び裏面３１１Ａ、３１２
Ａに第２の回路３３Ａ及び電子部品３４Ａを構成することによって実質的に削減できる。
【０２３８】
　図面の図１８を参照すると、照明アセンブリ８０Ａの基板接続側８１Ａは、制御アセン
ブリ９０Ａの回路基板接続側９１Ａと位置合わせされ、照明装置を作り出すために不連続
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に配置される。
【０２３９】
　本発明の一実施形態では、回路基板３１Ａは、基板２２Ａのスルーホール２１Ａにその
中間部分で配置され、次いで回路基板３１Ａは、それぞれ基板２２Ａ及び回路基板３１Ａ
上に結合アーム３２Ａの２つの端部を固着することによってスルーホール２１Ａに保持さ
れる。例えば、結合アーム３２Ａのそれぞれの２つの端部は、溶接によって基板２２Ａの
内側端及び回路基板３１Ａの外側端で固着できる。一方、基板２２Ａに取り付けられた第
１の回路２３Ａ及び回路基板３１Ａに取り付けられた第２の回路３３Ａは、結合アーム３
２Ａのうちの１つによって導通できる。
【０２４０】
　本発明の別の実施形態では、結合アーム３２Ａのそれぞれは、回路基板回路基板３１Ａ
の外側端から一体的に伸ばされた第１の接続部材３２１Ａ、及び第２の接続部材３２２Ａ
を有する。好ましくは、第２の回路３３Ａは、結合アーム３２Ａの第１の接続部材３２１
Ａとともに伸ばされる。したがって、結合アーム３２Ａが基板２２Ａのスルーホール２１
Ａにその中間部分で配置された後、結合アーム３２Ａのそれぞれの第２の接続部材３２２
Ａは、第１の接続部材３２１Ａ及び基板２２Ａに固着され、それにより回路基板３１Ａは
、基板２２Ａのスルーホール２１Ａにその中間部分で保持され、第１の回路２３Ａは、同
時に第２の接続部材３２２Ａによって第２の回路３３Ａと電気的に接続される。実装中、
第２の接続部材３２２Ａの２つの端部は、溶接によって基板２２Ａ及び第２の接続部材３
２１Ａに固着できる。
【０２４１】
　好ましくは、少なくとも１つの結合切欠き２２３Ａは、スタンピング技術によって基板
２２Ａに形成され、結合切欠き２２３Ａのそれぞれはスルーホール２１Ａと連通する。し
たがって、基板３１Ａが基板２２Ａのスルーホール２１Ａにその中間部分で配置されると
き、回路基板３１Ａの外側端から伸ばされる第１の接続部材３２１Ａの遊離端は、回路基
板３１Ａが基板２２Ａに対して回転するのを防ぐように、それぞれ結合切欠き２２３Ａの
中に伸ばされ、結合切欠き２２３Ａに位置決めされる。次いで、第２の接続部材３２２Ａ
は、基板２２Ａと第１の接続部材３２１Ａとの間で固着されるように配置される。
【０２４２】
　さらに、少なくとも１つの断熱部分１００Ａは、回路基板３１Ａの温度が上昇するのを
防ぐように熱が基板２２Ａから回路基板３１Ａに伝達されるのを防ぐために、基板２２Ａ
と回路基板３１Ａとの間に形成されてよい。
【０２４３】
　本発明の一実施形態では、回路基板３１Ａの外側端は、その間に断熱部分１００Ａ、よ
り詳細には断熱長穴を形成するように、基板２２Ａの内側端で間隔をおいて配置される。
言い換えると、回路基板３１Ａ及び基板２２Ａは、熱が基板２２Ａから回路基板３１Ａに
伝導されるのを効果的に防ぐように互いと物理的に分離される。一方、断熱長穴は、放熱
効果を相応して強化するように、照明装置の上側と下側との間で空気対流を可能にする。
【０２４４】
　代わりに、回路基板３１Ａが基板２２Ａのスルーホール２１Ａにその中間部分で位置決
めされた後、断熱部分１００Ａは、断熱部分１００Ａによって基板２２Ａのスルーホール
２１Ａに回路基板３１Ａを保持するように、成形技術によって基板の内側端及び回路基板
３１Ａの外側端に形成されてよい。第１の回路２３Ａ及び第２の回路３３Ａを導通させる
ための結合アーム３２Ａは、照明装置の結合アーム３２Ａを輸送又は設置中に損傷を受け
ることから保護するように、断熱部分１００Ａに埋められていることに言及する価値があ
る。
【０２４５】
　好ましくは、断熱部分１００Ａは、相対的に不十分な熱伝導材料を有する材料から作る
ことができ、これにより基板２２Ａ及び回路基板３１Ａは、熱が基板２２Ａから回路基板
３１Ａに伝導されるのを防ぐために、断熱部分１００Ａによって物理的に間隔をおいて配
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置できる。
【０２４６】
　要約すると、本発明は、以下のステップを含む照明装置の製造方法を提供する。
【０２４７】
　（ａ）照明アセンブリ８０Ａ及び制御アセンブリ９０Ａを提供するステップ。
【０２４８】
　（ｂ）照明アセンブリ８０Ａの基板接続側８０１Ａが制御アセンブリ９０Ａの基板接続
側９１Ａと位置合わせされ、照明アセンブリ８０Ａの基板接続側８１Ａ及び制御アセンブ
リ９０Ａの回路基板接続側９１Ａが不連続に配置される位置で照明アセンブリ８０Ａを制
御アセンブリ９０Ａと導通させるステップ。
【０２４９】
　図１９Ａは、照明装置が使用されているとき、中心線に沿って切断されている照明装置
の概略図である。図１９Ａに示されるように、照明装置は、放熱空洞２００Ａが所定の位
置と照明装置の上側位置との間に画定される、所定の位置に取り付け部材１１０Ａによっ
て接続される。放熱空洞２００Ａは、断熱長穴１００Ａと連通し、これにより基板２２Ａ
の裏面基板２２２Ａ上の照明要素１０Ａによって生じる熱は、放熱空洞２００Ａに放射で
きる。断熱部分１００Ａは、放熱空洞２００Ａと照明装置の下側との間で空気対流をさら
に可能にし、それによって照明要素１０Ａによって生じる熱は、照明装置の温度を、従来
の照明装置にとって予測できない結果である適切な範囲内で維持するために迅速に消散で
きる。さらに、照明装置が長期間連続的に使用されているときの照明装置の信頼性は、照
明装置の寿命を延ばすために保証できる。
【０２５０】
　言い換えると、本発明は、以下のステップを含む照明装置のための放熱方法をさらに提
供する。
【０２５１】
　（Ａ）照明アセンブリ８０Ａの少なくとも１つの照明要素１０Ａによって生じる熱を、
照明アセンブリ８０Ａの基板２２Ａによって伝導するステップ。
【０２５２】
　（Ｂ）回路３１Ａの温度を適切な範囲内に維持するように、熱が、照明アセンブリ８０
Ａから制御アセンブリ９０Ａの回路基板３１Ａに伝導されるのを防ぐステップ。
【０２５３】
　当業者は、図面に示され、上述された本発明の実施形態は例示的にすぎず、制限的とな
ることを意図していないことを理解する。
【０２５４】
　したがって、本発明の目的が完全に且つ効果的に達成されていることが分かる。実施形
態は、本発明の機能上及び構造上の原理を示すために示され、説明され、係る原理からの
逸脱なく変更される可能性がある。したがって、本発明は、以下の特許請求の範囲の精神
及び範囲内に包含されるすべての変更形態を含む。
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